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Vingt-deuxiéme partie: Spécification intermédiaire pour les circuits

intégrés a couches et les circuits intégrés hybrides a couc
sur la base des procédures d’agrément de savoir-faire

hes

AVANT-PROPOS

adoptent dans leurs régles nationales le texte de
conditions nationales le permettent. Toute divergents
correspondante doit, dans la mesure dt i

-~

a présente norme a été préparée
‘Etudes n° 47 de la CEl: Dispositi

O

aire.

e texte d@t orme

documents suivants:

W&x Mois
UA(BC)183

Rapport de vote

47A(BC)229

umérd de spécification dans le Systéme CEl d’assurance de la qualité des ¢
lectroniques (IECQ).

arés par des

s, expriment

lles par les

£s nationaux
bsure ol les
gle nationale
bre.

du Comité

ouches et
de savoir-

sur le vote

ion est le
bmposants

Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme.

s. [Deuxiéme

Publications n° 63 (1963): Séries de valeurs normales pour résistances et condensateur
édition comprenant les Modifications n° 1 (1967) et n° 2 (1977).]
68-1: Essais d’environnement - Premiére partie: Généralités et guide.
68-2: Deuxiéme partie: Essais.
410 (1973): Plans et régles d'échantillonnage pour les contréles par attributs.

747-1 (1983): Dispositifs & semiconducteurs - Dispositifs discrets - Pre
Généralités.

748-21 (1991): Dispositifs & semiconducteurs — Circuits intégrés — Vingtetu
Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés a co

circuits intégrés hybrides & couches.

miére partie:

niéme partie:
uches et les
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

Integrated circuits

Part 22: Sectional specification for film integrated circuits and

1) The
whicl

poss

2) They
Com

3) In or

shou

perm

far a

This s
Techni

This s

The te)

The Q
numbe

hybrid film integrated circuits on the basis of
the capability approval procedures

brmal decisions or agreements of the |IEC on technical matters, prepared k
all the National Committees having a special interest therein are represe

t of this :@a disb
ix nt N@

I in the IEC Quality Assessment for Electronic Components (IECQ).

FOREWORD

Her to promote international unification, the IEC expres { j 3 ttees
d adopt the text of the IEC recommendation for their ndtiong s will
t. Any divergence between the IEC recommendation and the/corfespondingwational rules should, as

andard has been prepared by IEC
cal Committee No. 47: Semicondu
andard is a sectional specifigati film

ing documents:

Report on Voting

47A(CO)229

The following 1EC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 63 (1963): Preferred number series for resistors and capacitors. [Second edition,

incorporating Amendments No. 1 (1967) and No. 2 (1977).]
68-1: Environmental testing — Part 1: General and guidance.
68-2: Part 2: Tests.
410 (1973): Sampling plans and procedures for inspection by attributes.

747-1 (1983): Semiconductor devices ~ Discrete devices — Part 1: General.

748-21 (1991): Semiconductor devices — Discrete devices — Integrated circuits — Part 21:
Sectional specification for film integrated circuits and hybrid film
integrated circuits.
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Vingt-deuxiéme partie: Spécification intermédiaire pour les circuits
intégrés a couches et les circuits intégrés hybrides a couches
sur la base des procédures d’agrément de savoir-faire

1 Domaine d’application et objet

1.1 Domaine d’application

¢
intégrés hybrides a couches en tant que circuits catalogue ou
|

b

2 Objet

‘objet de cette spécification est de prescrire des
ominales et les caractéristiques, de choisir dap
‘essais et de mesures appropriées, et de
ans les spécifications particuliéres des circ
pécification.

O a6 = -

e concept de valeurs préférentie
as nécessairement a ceux fabrigu

ne ou pl
hacune porta

guches et hybrides a couches, selon les limites du
bricantdans son manuel de savoir-faire, et le maintien de I'a

Généra
pour les essais climatiques et de robustesse mécanique

e dans les spécifications part
édigire dovent étre d’'un niveau égal ou s

ticdlieres doivent étre utilisées pour l'octroi de I'ho

, caractéristiques préférentielles, valeurs limites et sévérites

ette spécification intermédiaire s’applique aux circuits intégrés a (couches et aLJx circuits

hnde, dont

es valeurs
méthodes
a utiliser
jvant cette

bgue mais

culiéres se
upérieur a
inférieurs

Bcification,
e confor-
rticuliére.
mologation
avoir-faire

q
grément de

21 Documents de référence

CEl 748-20/QC 760 000 (1988): Dispositifs a semiconducteurs — Circuits

intégrés -

Vingtiéme partie: Spécification générique pour les
circuits intégrés a couches et les circuits intégrés

hybrides a couches.

CEl 748-22-1/QC 760 201 (1991): Dispositifs & semiconducteurs - Circuits

intégrés -

Spécification particuliére cadre pour les circuits

intégrés a couches et les circuits intégrés

hybrides &

couches, sur la base des procédures d’agrément de

savoir-faire (section 1).
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1

1.1

This seftional specification applies to film integrated circuits and hybrid fil
ctured as catalogue circuits or as custom-built circuits whose gdality {S>agsessed on
the basj|s of the capability approval procedures.

manufa

1.2

The oljject of this specification is to present preferred
teristicg, to select from the generic specification
method
for film

The co

perfor

One or
this sp
blank ¢
used fq
grated
his cap
system.

2

2.1

IEC 748-20/QC 760 000 (1988):

IEC 748-22-1/QC 760 201 (1991):

SEMICONDUCTOR DEVICES

Integrated circuits

Part 22: Sectional specification for film integrated circuits and
hybrid film integrated circuits on the basis of
the capability approval procedures

Scope and object

Scope

Object

s, and to give general performance requirem

Geheral, preferfed characteristics, ratings and severities for environmental,
im{-lluding mechanical tests

ircuits

rac-
ring

ptail specifications
this specification.

not

this

with
the
| be
nte-
Broin
IEC

Related documents

Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 20:

Generic specification for film integrated circuits and

hybrid film integrated circuits.

Semiconductor devices - Integrated circuits — Blank

detail specification for film integrated circuits and
hybrid film integrated circuits on the basis of the

capability approval procedures (section 1).
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2.2 Valeurs nominales et caractéristiques préférentielles

Les valeurs préférentielles des tensions et des courants sont données dans la Publication
747-1 de la CEl; pour les résistances et les condensateurs, les valeurs préférentielles sont
données dans la Publication 63 de la CEIl; pour les circuits construits & la demande, on
peut choisir toutes les valeurs et toutes les tolérances.

Les circuits couverts par la présente spécification sont classés en catégories climatiques
selon les régles générales indiquées dans la Publication 68-1 de la CEl.

Les sévérités pour les essais au froid et en chaleur séche sont respectivement les tempé-
ratures minimales et maximales de catégorie. En raison de la fabrication de certains

cjrcuits, ces températures peuvent se situer entre deux des tempgratures préfgrentielles

nnées dans la CEl 68-2. Dans ce cas, on choisira la tempér ielfe la plus
roche 4 l'intérieur de la gamme de température du circuit pou
2.3 Information a donner dans la spécification particulig
Ues spécifications particuliéres doivent étre dérivéeg jere cadre

dppropriée.
Les spécifications particuliéres ne doivent pas sj &rités inférieurels a celles
e la spécification générique ouni jaires des\sévérités plus grapdes sont
imtroduites, elles doivent étre d 1ées dans
i¢ programme d'essais par un ast
NOTE - Les dimensions, caractéri imitds peuvent étre présentées, par commodité, sous

forme de tableaux.

—

ées dans chaque spécification parficuliére et
¢ paragraphe approprié de cette spgcification

IS pour les
es essais
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es et de robustesse mécanique, les mesures, les sévérités et les
s des’essais périodiques doivent étre donnés dans la (les) spécification(s)
du (des) CQC. lls doivent étre conformes aux parties applicaples de la
pécification~générique et de cette spécification.

2.3.1 Dessin d’encornbrement et dimensions

Une représentation du circuit doit étre donnée pour pouvoir facilement le reconnaitre et le
comparer avec d’autres. Les dimensions et leurs tolérances associées, qui affectent
l'interchangeabilité et le montage, doivent étre données dans la spécification particuliére.
Toutes les dimensions doivent étre en millimétres.

Des valeurs numériques doivent étre normalement données pour la longueur, la largeur, la
hauteur du corps, I'espace entre les connexions ou, pour les types cylindriques, le
diametre du corps, la longueur et le diamétre des connexions.
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2.2 Preferred ratings and characteristics

Preferred values of voltages and currents are given in IEC Publication 747-1; for resistors
and capacitors preferred values are given in IEC Publication 63; for custom-built circuits,
any values and tolerances may be chosen.

The circuits covered by this specification are classified into climatic categories according
to the general rules given in IEC Publication 68-1.

The severmes for the cold and dry heat tests are the Iower and upper category tempera-
tures re sratures will
occur [ An/|this
event, I be
chosen|for this severity.

2.3 Ipformation to be given in a detail specification

Detail s

ipnal
the

Detail §
specifid

NOTE - The information given on dimengion , be
presénted in tabular form.
The following informatjon sh ) 88 etai ificati hted
shall preferably be sel ‘ 3 ipnal
specifi¢ation. @
Each alMhe tests and measurements required for lot-by-lot
and peri ¢ S i 4s a minimum, include the relevant tests given infthis

specifi¢

Enviro ding mechanical), measurements, severities and end-point
limits for pe asts~ghall be included in the detail specification(s) for the Capability
Qualifyi i QCs). They shall be in accordance with the applicable parts of the
generi¢ specification’and this specification.

2.3.1 Outline drawing and dimensions

There shall be an illustration of the circuit as an aid to easy recognition and for com-
parison of the circuit with others. Dimensions and their associated tolerances, which affect
interchangeability and mounting, shall be given in the detail specification. All dimensions
shall be stated in millimetres.

Normally, numerical values shall be given for the length, width and height of the body, and
the termination spacing or, for cylindrical types, the body diameter and the length and
diameter of the terminations.
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Si nécessaire, par exemple lorsqu’une spécification particuliére couvre plus d’'un boitier,
les dimensions et leurs tolérances associées doivent étre présentées dans un tableau
sous le dessin.

Quand la configuration est différente de celle décrite plus haut, la spécification particuliere
doit préciser les informations dimensionnelles pour décrire correctement le circuit.
2.3.2 Montage

La spécification particuliere doit prescrire la méthode de montage pour une utilisation
normale et pour P'application des essais de vibration, de secousses et de chocs. La
conceptlon du cwcuut peut étre telle que des systemes specnaux de montage peuvent étre

e rescrire et
il
2.
Lla spécification particuliére doit spécifier la méthode d’ bpropriées

hoisies dans la section 4 de la spécification générique,

(9]

D

age sur le cirguit et sur
aphe 2.6 de la spgcification

3

N

2
L formations suivantes sont exigées pour
|
1) le type de/citcui > g/Circuit intégré hybride a couche épaisse),
2) le numéroNg ification_papticuliére avec la référence du modéle ef le niveau
d’assur i

ily a lieu).

bment pas
, Idessins et

3 Procédures d’agrément de savoir-faire

Voir le paragraphe 3.6 de la spécification générique avec les particularités suivantes:
3.1 Choix des circuits d’agrément de savoir-faire (CQC)

3.1.1 Pour les essais de qualification, les CQC doivent provenir des sources suivantes:

1) circuits spéciaux congus pour qualifier les régles de conception, les procédés et les
produits

et/ou
2) circuits destinés a étre livrés aux clients.
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When necessary, for example when a detail specification covers more than one package,
the dimensions and their associated tolerances shall be placed in a table below the
drawing.

When the configuration is other than that described above, the detail specification shall
state such dimensional information as will adequately describe the circuit.

2.3.2 Mounting

The detail specification shall prescribe the method of mounting to be applied for normal
use and for the application of the vibration, bump and shock tests. The design of

the circuit may be such that special mounting fixtures are required in its use. In this case
the

ion of the vibration, bump and shock tests.

2.3.3 |Severities for environmental, including mechanical tests

The detail specification shall prescribe the appropriate meth sting pro-
priate deverities selected from section 4 of the generic spe

2.3.4 |Marking

The detail specification shall prescribe the contep \ rKing ircui the
primary package. Deviations from sybglauseg i ificati be
specifigally stated.

2.3.5 |Ordering information

The dgtail specification hen

ordering circuits:
1)

2) number
appfopriate);

xted/circuit);
style reference and assessment levgl (if

3) function of

4) with tolerance (if appropriate)
2.3.6 j infoemati ot for inspection purposes)
The dgtai icati may include information which is not normally required tq be

verified by thé 'spec on procedure, such as circuit diagrams, curves, drawings and nptes
needed

3 Capability approval procedures

See subclause 3.6 of the generic specification with the following details:
3.1 Selection of capability qualifying circuits (CQCs)

3.1.1 The CQCs for approval testing shall be taken from the following sources:
1) special circuits designed to qualify the design rules, processes and products
and/or
2) circuits intended for shipment to customers.
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L'un ou 'ensemble de ces CQC combiné aux véhicules d’'essais doivent étre tels qu'ils
permettent de vérifier les régles de conception complétes, les matériaux et les procédés
de fabrication, y compris les procédés sous-traités.

Les bornes des éléments a couches et des composants rapportés utilisés pour I'assurance
doivent étre accessibles individuellement pour les mesures électriques sans influence des
autres éléments du circuit.

3.1.2 Les CQC doivent étre utilisés pour effectuer les essais prescrits pour I'agrément de
savoir-faire, pour les essais périodiques et pour démontrer & 'ONS que, pour les limites
de conception:

1) les limites de performance déclarées pour chaque type d’ a coyches sont
atteintes;
2) les limites climatiques et de robustesse mécanique d structures
destinées a la livraison sont tenues
et
3) les performances électriques fonctionnelle He savoir-
faire et dans les spécifications particuliéres
3.1.3 Les circuits qui ont été homologué -21 de la
GE| peuvent étre considérés g0 3 re, si les
gxigences du 3.1.1 sont respectées : cerne les
regles d’association déclarées.
3.1.4 Un fabricant gui a obtenu\'ag avoir-faire peut obtenir une homologation
séparée pour tout Sircutl (] i tdus les essais de la Publication f48-21 de
1@ CEl ont été ef
315 Unc / uits a la demande parmi ceux choisis comme CQC
fgeut changerilg S conformément a son plan de fabrication. Dans ge cas, les
¢QC n'ont pa airement d’assurer en permanence toutes lps limites
déclarées 3 : mais ils doivent &tre représentatifs de ceux livrds pendant
tpute lapéri gment en cours.
4 il a établi doit étre a la disposition de I'ONS.
3.1.6 Lorsqu'uye procédure de fabrication se partage en deux ou plusieyrs procé-
dures_aprés usl procédé commun, par exemple I'encapsulation, un échantillon uhique peut
fournir I'assurance du procédé commun.

3.1.7 Lorsqu'un fabricant effectue des essais de sélection sur tous les circuits, comme
procédure normale de production, il peut utiliser des CQC ayant subit cette sélection pour
'agrément.

Lorsque la sélection initiale n'est pas normalement effectuée ou est en option, ragrément
s'effectuera sur des produits n’ayant pas subi la sélection.


https://iecnorm.com/api/?name=f6339337812ff8c55c1d5b4c3f6dc95b

748-22 © IEC -13-

Any or all of these CQCs in combination with process test vehicles shall be adequate to
assess the complete design rules, material and manufacturing processes, including any
subcontracted process.

Terminations of film elements and added components used for assessment shall be
individually accessible for electrical measurement without influence from other circuit
elements.

3.1.2 The CQCs shall be used to carry out the tests prescribed for capability approval
and for periodic testing, and hence to demonstrate to the NSI! that for limiting design
layouts:

1) performance limits claimed for individual film element types are achjeved;
2) environmental limits claimed for structures intended for ship

and

3) the electrical function performances claimed in the i \ and the detail
spedifications are met.

3.1.3 Circuits which have received qualification \ lica-
tion 748-21 may be counted as CQCs i het)
for the [purpose of capability approvs ural
similarity claims.

3.1.4 A manufacturer whgo has received i n a
separate qualification approva , indivi ircty iate
testing |n {EC Publicatign

3.1.5 A manufactixer v 1St its among those selected as CQCs may vary
the types teste i 3 hi duction plan. In this case the CQCs need [not
necessdrily assess all tf aimed_Jigits of his capability all of the time, but they shall be

represejntative of ing the current maintenance of approval period.

His CQL
3.1.6 When pra an material divides into separate processes after a common process,
e.g. eng¢apsulationythe common process can be assessed by a single sample.

3.1.7 Where a manufacturer carries out screening tests on all circuits, as a -normal
production process, he may use screened CQCs for approval.

Where initial screening is not normally carried out or is an option, approval will be carried
out on unscreened products.
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1) Avant de commencer le programme d’agrément, les CQC doivent étre choisis par le

contréleur du fabricant en accord avec 'ONS.

2) Les régles d’association applicables aux groupements de dispositifs

finis pour

les essais électriques, dimensionnels, climatiques et de robustesse mécanique sont

données dans I'annexe A de la présente spécification.

3) Ces régles doivent étre utilisées comme base du choix pour I'agrément. Elles

doivent étre aussi utilisées pour déterminer si de nouveaux circuits peuvent

étre inclus

dans le domaine du savoir-faire existant ou si une extension est nécessaire pour

permetire leur acceptation.
4) Si des CQC sont associables pour une séquence d'essai e groupeés
pour former la quantité exigée dans les tableaux d’essais, d’essais a
ses propres régles d'association et ses propres critéres, (Vo
3.3 Agrément de savoir-faire
3.3.1 Les procédures pour 'agrément de s la spécifi-
dation générique.
U tréle de la
q semble un
B
1 mais avec
|
Niveau d'assurance utilisé pour
I'acceptation des produits
K,LouM
LouM
M
or les composants non qualifiés, on utilisera si nécessaire le suffife «N». Voir
ique, paragraphe 3.6.2.3.
Unfabricant peut passer son agrément a un niveau supérieur en suivant les procédures
onnées dans la spécification générique et il peut passer a un niveau inférieur jsans autre
essai périodique jusqu'a I'expiration de la période en cours. Dans tous les cas, I'ONS doit
en étre averti.
Tout essai complémentaire exigé pour des applications spécifiques doit étre donné dans

la spécification particuliére et faire I'objet d’un accord entre le client et le fabricant.

Les limites électriques aprés les essais climatiques et de robustesse mécani

cables doivent étre données dans la spécification particuliére.

ique appli-
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3.2 Structural similarity

1) The CQCs shall be selected by the manufacturer’s chief inspector and agreed by

the

NSI before commencing the approval programme.

2) Rules for structural similarity applicable to the grouping of completed circuits for
electrical, dimensional and environmental (including mechanical) tests are given in
appendix A of this specification.

3) These rules shall be used to establish the basis of selection for approval. They shall
also be used to determine whether new circuits are within the existing approved capa-
bility or require its extension to enable their release.

4)
togs
own

3.3 (

3.3.1

The teg
lot ang

circuitq.

The m
manuf

A mari
proced

ther to form the required numbers in the test tables. Each t sequeqce

structural similarity rules and criteria (see appendix A).

fapability approval

The procedures for capability approval are given i specifica

it tables for capability approval

nufacturer may select which a
cturer with approved capabiti

Release assessment levels

K,LorM
LorM
M

ed if necessary to denote nonqualified components. See generic specifi

upgrade the assessment level of his approval by followin

Where CQCs are structurally similar for a test sequence, theg\may b groj;ped

its

tion.

t-by-

periodic tests) collectively p i ini ogramme on completed

but a

tion,

the

urés’ given in the generic specification and he may downgrade without further peri-

odic testing until current test interval dales expire. In either case the NST shall be notified.

Any additional test required for specific applications shall be given in the detail speci-
fication and be subject to agreement between the customer and manufacturer.

The post-test electrical limits for the relevant environmental tests shall be given in the
detail specification.
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3.8.2 Livraison avant achévement des essais du groupe B

Lorsqu’il est nécessaire de constituer des lots sur des périodes prolongées, dans le cas
d'une fabrication de petite quantité, un fabricant peut, avec I'accord du client, livrer des

produits avant d'effectuer les essais du groupe B, & condition que le lot précédent de
circuits identiques ait donné satisfaction.

Il doit, dans ce cas, indiquer clairement dans les documents de livraison correspondants
que les circuits sont livrés selon 3.3.2 de la présente spécification et achever les essais
dans un délai d’'un mois aprés la livraison.

Ap-eas-et-uR-6ehec-apparaitrait-au-cours-des-essaisclimatiques et mécaniques, tous les
pfoduits livrés a l'avance peuvent faire 'objet d’un retour ou étre , selon la

rdison de I'échec.

3.3 Agrément de savoir-faire (procédures de I'échantillp
3.3.1  Echantillonnage

3

3

Lleffectif de I'échantilion et les critéres d’acceptati iveau d'assurance
d

Bclaré et sont détaillés dans le tableau 2.

pssais, le
pmbre de
3
Les essais du tablea of les régles de conception, matétiaux, pro-
cfdés, piéces déta ) i jer par des essais effectués sur la tqtalité des
GQC et des xéhi i

Pour chaqué€ ents CQC peuvent étre regroupés selon les régles
dlassociatior exe A, pour atteindre le nombre de spécimeps exigés
P

L 4is spécifiés dans le tableau 1 est exigée pour I'agrément du
S oar le manuel de savoir-faire. Les essais de chaque groupge doivent
étre e ordre donné.

—

a partie requise de I'échantilion doit subir les essais du groupe «0» et ensuite|la totalité
de Béchantillon doit étre partagée entre les autres groupes

Les circuits défectueux au cours des essais du groupe «0» ne doivent pas étre utilisés
dans les autres groupes.

«Un défaut» est compté quand un CQC n'a pas satisfait a la totalité ou a une partie des
essais d’'un groupe.

L'agrément est accordé quand le nombre de défauts n‘excéde pas le nombre spécifié
de défauts autorisés pour chaque groupe ou sous-groupe et le nombre total de defauts
autorisés.
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3.3.2 Release for delivery before completion of group B tests

Due to the need for extended periods of lot collection from small quantity production
batches, a manufacturer may, with the agreement of the customer, release products
in advance of group B tests provided that the previous lot of identical circuits passed
satisfactorily.

In this case, he shall indicate clearly on the relevant release documents that the circuits
are released under subclause 3.3.2 of this specification and complete the tests within one
month of despatch.

in the event of subsequent failure to meet environmental tests, all products which have
been rdleased in advance may be subject to recall or quarantine, depend¢nt onthe redgson
for failyre.

3.3.3 |Capability approval (fixed sample size procedures)

3.3.3.1| Sampling

The s h is

When pdditional groups are introduced i st 2 uits
required for group "0" shall be incre the
additional groups.

3.3.3.2 Tests

The teq ece

parts a

For ea ural
similarity rules give that
group.

The co
covere
order.

ility
gtI:ven

The refiuired portions of the sample shall be subjected to the tests of group "0" and then
the total sample divided for the other groups.

Circuits found defective during the tests of group "0" shall not be used for the other
groups.

"One defective" is counted when a CQC has not satisfied the whole or part of the tests of
a group.

The approval is granted when the number of defectives does not exceed the specitied
number of permissible defectives for each group or sub-group and the total number of
permissible defectives.
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Tableau 1 - Programme d’essais pour agrément de savoir-faire

L’effectif de I'échantillon et les critéres d’acceptation sont détaillés pour chaque niveau

d’assurance dans le tableau 2.

Dans ce tableau, les numéros des paragraphes correspondent & ceux de la spécification

générique, section 4.

Sroupe 0

Pous-groupe 01

4.3.1 Examen visuel interne avant
encapsulation

Numéros des paragraphes, D ou Conditi " . Exigences
essais et séquences d'essais ND onditions d'essais de contréle
ND

$ous-groupe 02a
4.3.2 Examen visuel externe et
examen du marquage

Bous-groupe 02b
4.3.3 Dimensions

bous-groupe 03 (Note 7)
4.5.16 Inflammabilité induite (pour
information uniquement)

Bous-groupe 04 {Note
4.5.9 Etanchelte

Bous-groupg
i.4.11 Carastéristig

dynamiqdes

ala%eﬁ& atura ambiante

ND
ighes éleciriques
ues et statiques principales
extrémes de
[Groupe 1 Séquence (Notes 1 et 2) D/ND

Mesures initiales 4.4.11: Sous-groupe 05
4.5.6 Vibrations, balayage de fréquence
et
4.5.7 Accélération constante
ou
455 Chocs et
4.5.7 Accélération constante
Mesures finales 4.5.9: Etanchéité
4.4.11: Sous-groupe 05

Pour les notes, voir la page suivante.
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Table 1 - Test schedule for qualification approval

Sample sizes and acceptance criteria are detailed for each assessment level in table 2.

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Sub-group 01
4.3.1 |Precap visual examination

Subclause numbers, tests Dor . Performance
Test conditions .
and test sequences ND requirements
Group Q ND

Sub-grdup 02a
4.3.2 |[External visual and marking
lexamination

Sub-grdup 02b
4.3.3 [Dimensions

Sub-grdup 03 {Note 7)
4.5.16 |induced flammability (for
information only)

Sub-grdup 04 (Note 1)
4.5.9 |[Sealing

Sub-grqup 05
4.4.11 |Major static

Sub-grqg
4.4.11

Group | .Sequence (Notes 1 and 2)

D/ND

Initial Mmeasurements 4.4.11: Sub-group 05
456 Vibration, swept frequency
and
457 Acceleration, steady state
or
455 Shock and
4.5.7 Acceleration, steady state
Final measurements 4.5.9: Sealing
4.4.11: Sub-group 05

For notes, see next page.
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Tableau 1 (suite)
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Numéros des paragraphes,
essais et séquences d'essais

D ou

ND Conditions d'essais

Exigences
de contréle

Groupe 2 Séquence

Mesures initiales

4511

4.5.15.2 Résistance aux solvants (Note 7)

4.58 Variation de température

4563 Essai continu de chaleur humide
(Note 4)

Résistance a la chaleur de soudage

4.411: Sous-groupe 05

4 e 1
TeSUTe S M esS

1:

© &t
N = O

externe
u magguage

Groupe 3 Séquence (Note 5)
4510 Soudabilité

4.5.12.1 Traction

4.5.12.3 Pliage (fil rond ou fil plat)

Mesures finales

ou (Note 3)
4.5.10  Soudabilité
4.5.12.1 Traction
4.5.12.3 Pliage (rangée)
4.5.12.2 Poussée

Mesures finales

Etanchéité (Note 1)

Neo

Groupe 4 Séquence
Mesures initiales

5.2 Froid

5.1 Stockage [a hau

Mesures fin?lé\s\

mpératu

N

4.4.11: Sous-groupe 05
Température: .. ... °C
Température: ... .. °C

4.4.11: Sous-groupe 05

Groupe 5
Mesures initi
t.5.14 En

4.4.11: Sous-groupe 05

4.411: Sous-groupe 05

NOTES

1 Dispositifs a cavité seulement.

2 Conditions de montage prescrites en spécification particuliére.
3 La spécification particuliére doit donner I'option utilisée.
4
les circuits non encapsulés.
5 L'utilisation des circuits terminés et rejetés au contrdle électrique est autorisée.

6 Pour le niveau d’'assurance K:

approbation provisoire aprés 1 000 h;

approbation définitive aprés 2 000 h.

La spécification particuliére peut introduire une dérogation concernant I'essai de chaleur humide pour

7  Applicable aux encapsulations utilisant un matériau organique pour la fermeture du boitier.

8 Non exigé pour les CQC.
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Table 1 (continued)

or (Note 3)
Solderability
Tensile
Bending (row)
Thrust

4.5.10
4.5.12.1
14.5.12.9
4.5.12.2

Final mg¢asurements

Subclause numbers, tests D or L Performance
Test conditions .
and test sequences ND requirements
Group 2 Sequence D
Initial measurements 4.4.11: Sub-group 05
4.5.11 Resistance to soldering heat
4.5.15.2 Resistance to solvents (Note 7)
4538 Change of temperature
453 Damp heat, steady state
(Note 4)
Final mg@asurements 4597 Sealing (Note' 1)
4.4.11: Sub-group 05
4.3.2: External visual a
marking examy/a\\i <
Group 3 Sequence (Note 5) D
4.5.10 | Solderability
4.5.12.1| Tensile
Bending (wire or strip)
Final mg¢asurement 4.5.9; g (Nate)

[N
Group 4 Sequence NB\
Initial measurements : Sub-group 05
45.2 Cold perature: ..... °C
451 Storage at high tem u Q emperature: ..... °C
Final mpasuremen 4.4.11: Sub-group 05
Group 4
Initial measurement 4.4.11: Sub-group 05
4514
Final mpasurement 4.4.11: Sub-group 05

NOTES

1 Cavity circuits only.

Mounting conditions as recommended by the detail specification.

2
3 The detail specification shall state which option is to be used.
4

The detail specification may delete the damp heat test for unencapsulated circuits.

18]

Use of completely processed electrical rejects is permitted.

6 In assessment level K: provisional approval after 1 000 h;
definitive approval after 2 000 h.

7  Applicable to encapsulation having organic material used for sealing purposes.

[oo]

Not required for CQCs.
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3.3.4 Maintien de I'agrément de savoir-faire
3.3.4.1  Sélection et essais d’acceptation lot par lot

La sélection et les essais lot par lot pour tous les circuits destinés a étre livrés aux clients
sont prescrits dans la spécification particuliére cadre, tableau 2.

Pour les groupes d’essais A et B, I'échantillon doit étre prélevé dans la production d’une
semaine, ou de toute période déclarée par le fabricant avec une limite maximum d'un
mois.

3.3.4.2 Essais périodiques

tles essais périodiques pour les CQC sont prescrits dans le tab la spécifi-
gation particuliére cadre.

Quand des circuits a la demande sont utilisés comme lg s pour les
gssais périodiques doivent étre prélevés dans des lots g b sélection
di appropriés et le contrdle lot par lot.

U'agrément de savoir-faire provisoire peut étre

3.3.4.3 Essais

lla série compléte des essais spé est exigée
pour le maintien de I'agrément de

1

4 partie des
¢ssais d’u@

| g spécifié de
q

3.3.6~ Contréle de la conformité de la qualité

3.3.6.1  Programme d’essai

Le programme pour les essais lot par lot et périodiques pour le contrdle de la conformité
de la qualité est donné dans les tableaux 2 et 3 de la spécification particuliere cadre.

3.36.2 Niveaux d’assurance

Le(s) niveau(x) d’'assurance pour l'agrément de savoir-faire (voir tableau 1) et pour le
maintien de Pagrément de savoir-faire (voir spécification particuliére cadre applicable)
doit(doivent) étre choisi(s) dans les tableaux 2 et 3 ci-aprés.
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3.3.4 Maintenance of capability approval
3.3.41 Screening and lot-by-lot acceptance tests

The screening and testing on a lot-by-lot basis, for all circuits intended for release to
customers are prescribed in the blank detail specification, table 2.

For group A and B tests, the sample shall be collected from one week’s production, or
such other period as declared by the manufacturer up to a maximum of one month.

3.34.2 Poricdic-tests

The peliodic tests for CQCs are prescribed in table 3 and the blank de

Where | customer circuits are used as CQCs, samples foy'p i be
drawn from lots which have passed the tests of screening wher i y-lot
inspection.

Provisipnal capability approval may be granted after

3.3.43 Tests

The complete series of tests specified IR i ¢ the
maintepance of capability approval.

The tegts in each group

"One defective" is cou ests

of a group.

ified
numbef of per ible

defecti

3.35

Small producti

3.3.6 | Qaality conformance inspection

3.3.6.1 Test schedule

The schedule for the lot-by-lot and periodic tests for quality conformance inspection is
given in tables 2 and 3 of the blank detail specification.

3.3.6.2 Assessment levels

The assessment level(s) for capability approval (see table 1) and for maintenance of
capability approval (see relevant blank detail specification) shall be selected from tables 2
and 3 hereafter.
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Tableau 2 - Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation
pour I'agrément de savoir-faire initial

Dans ce tableau: n = effectif de I"'échantillon;

¢ = critére d'acceptation (nombre de défauts autorisés).

748-22 © CEI

Groupe ou sous-groupe
de contrdle du tableau 1

Niveau d’'assurance

X

c

N

01 Exigé - - /)\& —
02a 75 (Note 1) \ 2
02b 8 \\ 1
A

03 (pour information 2 - 2 \> 2 -
uniquement)

(\ N
04 9 1 ZSU \2 13 1
05 71 (Note 1) 1 60 Note 1), 1 2 39 1 2
06 26 13 8 1
1 1 - -
2 (Note 2) 1 8 1
3 1 2 8 1 2
4 1 8 1

lorsque les
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Table 2 - Assessment levels and acceptance criteria
for initial capability approval

In this table: n = sample size;
¢ = acceptance criterion (permitted number of defectives).

Assessment level
Inspection group or
sub—group of table 1 K L M
n
a Required
Q2a 75 (Note 1)
42b 8
43 (for information 2
™ [\ N
04 39 1 < x}\&')
5 71 (Note 1) 2] 60 (Note 1 2 39 1 2
6 26 1 1 8 1
1 - -
P (Note 2) 1 8 1
1 2 8 1 2
i 1 8 1
b (1000 h&)

tests
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Tableau 3 - Niveaux d’assurance et critéres d'acceptation
pour le maintien de I'agrément de savoir-faire

Tableau 3A - Essais lot par lot a effectuer par échantillonnage

Dans ce tableau: NC niveau de contrble;

NQA
Les numéros des paragraphes correspondent & ceux de la spécification

générique, section 4.
Niveau d'a%nce

Groupe ou sous-groupe de contrdle
K (\\ M

niveau de qualité accepiable.

L
$élection (voir tableau 4) Exigé \;{é\ \ Non exigé
N
NC NQA< c \ NQ NC NQA
N\
Bous-groupe A1 H 1 2,5 | 2,5
L 3.2 Examen visuel externe et \}7

examen du marquage (\

| X ( ND,
Bous-groupe A2 | 0,86 i 0,4 ] 1
i 4.11 Caractéristiques électriques

cipales

statiques et dynamiques prin
a la température ambiante

Sous-groupe A3 \S) 1 - - - -
1.4.11 Caractéristfques electriue \)\

statiques et d iques principales

- aux jémpératures extrénies >

fon
Sous-groupe S3 2,5 S3 2,5 S3 2,5
1.5.10 Soudabilité
Sous-groupe \> S4 1 S4 -1 S4 1

X
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in this table:
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Table 3 - Assessment levels and acceptance criteria
for quality conformance inspection

Table 3A - Lot-by-lot tests to be conducted on a sampling basis

IL

= inspection level;

AQL = acceptable quality level.

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

nspection group or sub-group

K

M

Assessment !evzy\(
Q

Screenihg (see table 4)

Required

\%Q%wire

L

AQL

N
AT

Sub-grd

4.3.2

up At
External visual and
marking examination

i

8

5 | 2,

Sub-grd

4.4 11

up A2

Major static and dynamic
electrical characteristics
at room temperature

X

7

Sub-gr

4411

up A3
Major static and d
electrical characterist

at extreme gperati
temperature

mic

N
N

S0

SF

Sub-gr
4.5.10

NN

bup B1
Solderabilit

S3

2,6

S3 2,6 S3 2

Sub-gr
4338

NSRS

S4

S4 1 S4 1

SRR
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Tableau 3B - Essais périodiques a effectuer par échantillonnage

Dans ce tableau:p périodicité (en mois);

n effectif de I’échantillon;
¢ = critére d’acceptation (nombre de défauts autorisés).

Les numéros des paragraphes correspondent a ceux de la spécification
générique, section 4.

Niveau d’assurance

=S

(roupe ou sous-groupe de contrale N

/AN

\\C(-\ \ n c

Sous-groupe C1 - - -

6
4411 Caractéristiques électriques
statiques et dynamiques principales
aux températures extrémes de <

fonctionnement (Note 8)

Bous-groupe C2 Séquence (Notes 1 et 2)
4.5.6 Vibrations, balayage de fréquence

)

et
457 Accélération constante

ou (Note 3) N
1.5.5 Choc et .
5.7 Accélération constante (

Bous-groupe C3 Séqu
L 511 Résistancea la
i .4.15.2 Résistan

5.8 . ar ion de tempéxature
.53 ntl u de claleugthumide
o e

Sous- group C4 eguen 6 13 |1 12 10 1 12 8 1
1.5.2
1.5.1 hau érature

- - 6 20 1 6 3 1
20 1 - - - - - -
ous-groupe D2—Sequence{(Nute5) 12 13 1 2 10 1 12 1
4.5.12.1 Traction
4.5.12.3 Pliage (fil rond ou fil plat)
ou (Note 3)

4.5.12.1 Traction

4.5.12.3 Pliage (rangée)

4.5.12.2 Poussée

4.5.16 Inflammabilité induite (Note 7) 12 2 - 12 2 - 12 2 -

{pour information seulement)

Notes en page 20, aprés le tableau 1.
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Table 3B - Periodic tests to be conducted on a sampling basis

In this table: p
n

c

sample size;

periodicity (in months);

acceptance criterion (permitted number of defectives);

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Inspection group or sub-group

Assessment level

L

RN

N

i

Sub-gropp C1

4.4.11 | Major static and dynamic
electrical characteristics
at extreme temperatures
(Note 8)

K

4.5.6 Vibration, swept frequency
and

457 Acceleration, steady state
or (Note 3)

455 Shock and

4.5.7 Acceleration, steady state

Sub-grdup C2 Sequence (Notes 1 and 2)

4)/\‘”"

,\<
N
v

Sub-grdup C3 Sequence
4.5.11 Resistance to sol
4.4.15.2 Resistance to solven

458 Change of pe
453 Damp he (\

12

Sub-grdg
452

451 ure

12

10

Sub-grd
45.14

Endurance:

00 h (Note 6)

20

13

Sub-group D2 Sequence (Note 35)

4.5.12.1 Tensile

4.5.12.3 Bending (wire or strip)
or (Note 3)

4.5.12.1 Tensile

4.5.12.83 Bending (row)

4.5.12.2 Thrust

(for information only)

4.5.16 Induced flammability (Note 7)

12

12

13

i<

LAY

12

Notes on page 21, after table 1.
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Tableau

4 - Sélection

Les séquences de sélection doivent étre conformes au tableau 4 ci-dessous.

748-22 © CEI

Référence a la Séquences
Etapes Examen ou essai spécification Détails et conditions
générique A|{B|C|D{E
1* Examen visuel interne 4.3.1 A I'étude X
avant encapsulation
ra Slub;\agc srratte 45— 24-h-e-ta-température-de % X X X
température stockage maximale \
3 Variation de 4538 10 cycles (\ X X X
température Tstg min. : Tstg max>
4* Accélération 4.5.7 Dans la directionla Miq e. \\/ x | |x
constante Niveau dratiopeomme
spécifié-dansla spegiticati
pagticuliere
N
5* Etanchéité 459 /\\)/ /\ \> x | x ||x
N
6 Mesures électriques : X X X
(avant rodage)
(Note 1)
(RN
7 Rodage Q Comme spécifié en X X X
écification particuliére
[\/\ heures: |168{ 72 48
8 \/ Comme spécifié en 6 x b x jIx | x| x
Rejeter les dispositifs
défectueux
Rejeter le lot si le nombre des
défectueux est supérieur & 10 %
écification
NOTEN
1Y Enregistrer les résultats des mesures, sauf spécification contraire en spécification particuljére.

2 La sélection s'effectue normalement avant les contrdles des groupes A, B et C. Lorsque la sélection
est effectuée aprés que les exigences des groupes A et B (lot par lot) et du groupe C (périodiques) aient
&té satisfaites, on doit répéter les essais de soudabilité, d'étanchéité et ceux du groupe A.

Des essais aprés sélection supplémentaire peuvent étre demandés comme spécifié par la spécification par-
ticuliere cadre.

3.4 Nouvelle présentation des lots refusés (contréle lot par lot)

Tout lot refusé a la suite des essais électriques doit étre retourné a la fabrication pour
remise en état ou nouvelle sélection concernant le défaut identifié. Aucun nouveau circuit
ne doit étre introduit dans le lot.
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Table 4 - Screening

Sequences for screening shall be in accordance with table 4.

Generic Sequences
Steps Examination or test specification Details and conditions
reference Al B c D|E
1* Precap visual 4.3.1 Under consideration X
inspection
2 Storage at high 4.51 24 h at maximum storage X X X
temperature temperature
3 Change of 458 10 cycles X
temperature Tstg min. : T,
4> Acceleration, 457 In the most critical di
steady state Acceleratio
in the de
pram
5* Sealing 45 A }
6 Electrical lested. paramet X X b
measurements Removeldefestive devices
(pre burn-in) < (Note 1)
\( N
7 Burn-in As specified in the detail X X b
ecification
/\ hours: |168] 72 4B
8 Electré/ \/\ \> As specified in & x | x | x x
measur ts Remove defective devices
(post %i) Reject lot if defects exceed 10 %
N
* Notn all plicable to’non-cavity devices, unless specified in the detail specification.
NOTES

1 Record the results of the measurements unless otherwise specified in the detail specification.

2  Screening is normally performed before group A, B and C inspection. When screening is performed
after meeting the requirements of groups A and B on a lot-by-lot basis and group C on a periodic basis, the
solderability, sealing and group A tests shall be repeated.

Additional post-screening tests may be required as specified in the blank detail specification.

3.4 Resubmission of rejected lots (lot-by-lot inspection)

Any lot rejected following electrical tests shall be returned to production for rework or
rescreening for the identified defect. No new circuit shall be included in the lot.
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Le lot doit ensuite étre soumis a des conditions de contréle renforcé.

On retient le méme numéro de lot et les détails de la nouvelle présentation sont notés.
Le méme lot ne doit pas étre présenté plus de trois fois.

3.5 Etapes de fabrication dans une usine d’un fabricant agréé, située dans un pays
qui n’est pas membre de la CEl

L'application de I'extension de l'agrément des fabricants est autorisée pour les circuits
intégrés a couches et les circuits intégrés hybrides a couches couverts par la présente

spécification intermédiaire, pourvu que les conditions du paragraphe 3.2 de la spécifi-
cation génériqnp soient rnmplipc

4 Procédures d’essais et de mesures

s circuits
as décrits

Fan

et article contient tous les essais et mesures propré
intégrés a couches et des circuits intégrés hybrides, a
dans la section 4 de la spécification générique.

; e C s : ; o et mesures exigés pour
; v pplicables

R d’¢nvironnement, les mepgures, les
gévérités et les limites doivent £ s.la spécification particuliére. lls devront
é { de la spécification générique et de la

o)

9,
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The lot shall then be resubmitted and inspected under conditions of tightened inspection.

It will retain the same lot number and details of the new submission will be recorded. The
same lot shall not be submitted more than three times.

3.5 Manufacturing stages in a factory of an approved manufacturer in a non-1EC
member country

The application of the extension of the manufacturer’s approval is permitted for the film
integrated circuits and hybrid film integrated circuits covered by this sectional specifi-
cation, provided that the conditions of subclause 3.2 of the generic specification are met.

4 Tes

This cl
plicatio
describ

Each d
lot-by-I

given i this specification with stated

Enviror
the CQ
the apg

t and measurement procedures

Cs shall be included in the de
licable numbers o

9,

mental tests, measurements, § iti -point limits for periodic tests of

ap-
not

1 for
ests

with
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Annexe A

Régles d’association pour I’agrément de savoir-faire

Généralités

Cette annexe définit les critéres d’association pour savoir si un nouveau circuit est couvert
par Ie savmr falre declare du fabncant et connaitre les essals effectués sur Ies CQC Elle

s

taires et
Bdiaire de

rée.
tableau 1
€.
Les circuits dest es 3 i \ ’ i driodi i aussi étre
representatufs d \ i
Ayant t assé irquit suivant le tableau 1 de la spécification générique,
le fabri i lasser les

matériaux, p ire.

s passer en revue la gamme de ses produits en cours de
Ojet, €n tenant compte des régles d’'association données dans les
&.10. Ceci permet de décider du nombre des différent$ types de
ires pour ¥ agrement de savoir-faire, a partir de données techno ogiques.

En-plus de’ceux déterminés en ii) ci-dessus, des CQC supplémentaires peuvent étre
nécessaires pour couvrir ces aspects

iv) Aprés avoir choisi les sévérités appropriées pour les essais climatiques et de
robustesse mécanique, dans la section 4 de la spécification générique, il est possible de
construire un tableau montrant les essais et les sévérités applicables a chaque CQC.

v) Les régles d'association d’'un circuit avec un ou plusieurs CQC demandent
que les régles de conception utilisées et les valeurs limites, les caractéristiques électri-
ques, climatiques et de robustesse mécanique ne soient pas plus sévéres que celles
appliquées aux CQC.
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Appendix A

Structural similarity rules for capability approval

General

This appendix defines the rules for deciding if a new circuit is covered by the manu-

facturer's declared capability and the testing performed on CQCs. It may also be used as
a gu|d{' to tho lrnnnn#qnh-rar i ealar\hnn COCe o0 cover a nqnahlhfv Where the rules dO

not coyer specific circumstances, the manufacturers chiet mspector afnd the NS ghall
nent

agree dgpon the additional criteria and shall submit a subsequent pro
of this gocument through their national committee.

Structdral similarity rules

When ktructural similarity is to be decided upon oceédures shall be

considegred.

A.1 Diefining CQC(s) within the stru

i)

eci-

Circuits selected for the pexjodic i ion : ive of
the gircuits currentlyN o™

Havjng first classifie < itogccardi i : e e the
marnjufacture : 3 thns spethlcatlon to classify the matefials,

progesses and

ii)
uctg
ena

rod-
ihation rules given in tables A.2 to A.7 and A.10. [This
Jde on the number of different CQC types needed for cppa-

bilit : 8 tectinological standpoint.
iii) ' Q arodess then extends to tables A.8 and A.9 which define the Ijmits
of ¢ inatie ass and dimensions.

Additional CQCs” to those nominated in ii) above may be required to cover these
aspects

iv)  After choosing suitable environmental test severities from section 4 of the generic
specification, a chart can be constructed which shows the tests and severities appli-
cable to each CQC.

v)  The structural similarity of a circuit with a CQC (or CQCs) requires that the layout
design rules used, and electrical and environmental ratings and characteristics shall
not be more severe than those for the CQCs.
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Le choix des CQC se situe entre deux extrémes:

— circuits spéciaux congus de telle sorte que chaque type puisse couvrir autant

de limites du savoir-faire que possible; ceci conduit @ un nombre de type
minimal,
ou

— une gamme plus large de circuits, sur catalogue ou a la demande, utilis
CQC pour couvrir le savoir-faire.

A.2 Nouveaux circuits

s de CQC

és comme

(rlu’ils concernent en termes de matériaux et
asse et de dimensions (tableaux A.8 et A.9

[47]
[4]
Q
=
o
3
IS
a
®
)
72}
©
>
2
=
o
QD
=
o
=
Q
[}
oo
(9]
o
o
o
<
-~

es caractéristiques doivent
rcuit ne peut pas étre couvert
on savoir-faire conformément aux

énérique. Dans ce cas, les essaiscample
QC soit sur le nouyéau circuit | '-m
A.3 Guidepo
Ues schéma:

at A.2 ci-de

O »n O N

systéme,
onception
ppel & des

e domaine

3 A7), de

it A.10 et

nouveau
d étendre
écification

entaiyes peuvent étre effectués doit sur un

guide pour I'application des principes décrjits en A.1
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Generally the choice of CQCs lies between:

- special circuits designed to cover as many capability boundaries as is practicable
with each type; this will result in the minimum number of CQC types;

or

— the use of a wider range of normal custom/catalogue circuits as CQCs to cover the
capability.

A.2 New circuits

Each npw circuit to be manufactured for sale and release within the s irst be
checkefl to ensure that it can be constructed using validated dgsl hins
validatad materials and can be made using approved processes and pa

Next, its features should be considered in relation to existirg ie. hey
give in terms of materials and technology (tables A.2 to i bles
A.8 anfl A.9), appropriate tests and severities (tab i eric
specifigation). Its features shall be covered by one

Where [existing CQCs do not cover the ne ifer wishing to releasge it
shall fitst extend his capability in accordance \ eed and the requiremgnts
of subg¢lause 3.6.3.5 of the generic ification this case the extra tests may be
performed either on a CQC oron the n

A.3 Guidance o;: prao

The diagrams belo
in A.1 and A.2 ab

bed
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A.3.1 Sélection et essais des CQC pour I'agrément de savoir-faire

Circuit a fabriquer

Classification technologique du circuit,
voir tableau 1 de la spécification générique

Matériaux, procédés et technologie,
voir tableau A.1 de la présente spécificatio/u\

Sélection des CQC

(vqir paragraphe 3.1
de|la présente
spgcification)

Limites du savoir-faire

Substrat
Couches
Composants rapportés,
actifs et passifs
Boitier
Masse et dimensigns
Combinaison pour
climatiques et
mécanique

Plan et dema@
d’'agrémenta l’

Agrément de Agrément de savoir-faire initial,
sdvoir_faire voir tableau 2 de la présente spécification

Acceptation des
circuits et maintien
du savoir-faire

Essais lot par lot, Essais périodiques,
voir tableau 3A et voir tableau 3B

]
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A.3.1 Screening and testing of CQCs for capability approval

Circuit to be manufactured

Technological classification of circuit,
see table 1 of generic specification

Materials, processes and technology,
see table A.1 of this specification

Screening of CQCs

(see subglause 3.1

of this sppcification) |  Limits of capability

Substrate

Layers

Added active and passive
components

Packaging

Mass and dimensions

Combination for environmental

testing
N

R
=

Planning |and applic

for approjal to NS

2N

test programmes

)

Application for approval

PR — - - - et e o d wf wm o e m e Ge e e e e e em e = e = mm e G e e

Capability Initial capability approval,

approval see table 2 of this specification

Circuit release Lot-by-lot tests, Periodic tests,
and maintenance see table 3A and see table 3B
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A.3.2 Procédure pour les nouveaux circuits

Nouveau circuit

Est-il dans les limites du savoir-faire ?
(Association a un ou plusieurs CQC)
Tableaux A.1 & A.10 de la présente annexe

Non | Qui

Procédure
¢’homologation

Q.

Tableaux 3A et ; § ; Tableaux 3A et 3B Tablear.! 3A
E la spécificatio de la présente spécification  de la présente [spécification
i adi Pas d'essai complémentaire
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A.3.2 Procedure for new circuits

New circuit

Is it within the limits of capability ?
(Structural by similarity to one or more CQCs)
Tables A.1 to A.10 of this appendix

No | Yes

Qualification
approval procedure

Tables| 3A and 3B o;: g ; Tables 3A and 38 Table 3A
sectior:lal specificatio of this specification of this specificgtion
gualification No additional fest
approval
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Tableau A.1 — Classement des technologies, matériaux et procédés

— Les critéres individuels de chaque colonne donnent des exemples de matériaux, de

procédés et de technologies auxquels les tableaux A.2 & A.7 peuvent s’appliquer.

- La liste des critéres n’est pas nécessairement exhaustive.

- Il n’existe pas nécessairement de liens horizontaux entre les données figurant dans

les différentes colonnes.

A Technologie L. L 3
Eléments de base Matériaux de base Procédés/méthodes
Substrats Alumine Pressé/coulé
(Tableau A.2) Verre Poli al e

Métal revétu
Oxyde de bérylliu
Saphir

Quartz

Silicium

Matéria@ga\'qué\

Eléments de couche
(Tableau A.3)

a} Fonction, par exemple
Résistances
Capacités
Inductances
Thermistances
Dispositifs opto-

électroniques
Conducteurs
Eléments de crojsem
Trous de traver

Eléments fctifs

t

alladium-
tine-argent
latine-or

Verre-céramique

Couche mince:
Cuivre

Nitrure de Tantale/oxyde
Nickel, chrome
Nickel-chrome
Or

Tungsténe
Titane
Palladium
Platine
Molybdéne
Molymanganése
Magnésium
Aluminium

Couche épaisse:
Sérigraphie et cuisson
4 haute tempétature

Couche mince
Evaporation
Pulvérisation
Revétement
Centrifugation
Laquage au trgmpé
Anodisation

b) Génération des tracés
(principalement pour
les couches minces)

Oxyde de silicium/nitrure
Matériaux organiques

Masque métallique
Photolithographie
Méthode additive
Méthode soustractive
Laser

Faisceau d'ions
Faisceau d'électrons
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Table A.1 - Classification of technology, materials and processes

Individual statements in each of the columns below give examples of materials,

processes and technologies to which tables A.2 to A.7 may be applied.

The list of items is not necessarily complete.

ltems listed in the various columns are not necessarily linked horizontally.

>Thin film:

Copper

Tantalum nitrid/oxide
Nickel, chromium,
Nickel-chromium

items tecii?;;gy Basic materials Basic processes/methods

Substrages Alumine

(Table 4.2) Glass
Coated metal
Beryllia
Sapphire
Quartz
Silicon
Organic

. N

Film elgments

(Table A.3)

a) Fungtion such as: Thick film:
Res|stors eposited and fired
Capfpcitors
Indyctors
Thefmistors
Opto-electronic

detvices
Conductors
Crogsovers
Via holes lasg-ceramic
Actijedevices . || M XN \»\ X" """ """ TTTorTTTTTTooTTT e

Thin film:
Evaporation
Sputtering

Plating

Spinning (centrifugal)

Gold Dip lacquering
Tungsten Anodization
Titanium
Paltadium
Platinium
Molybdenum
Molymanganese
Magnesium
Aluminium
Silicon oxide/nitride
Organic materials
b) Pattern generation Metal mask
{mainly thin film) Photolithography
Additive

Subtractive
Laser machine
fon beam

Electron beam
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Tableau A.1 (suite)

748-22 © CEI

Eléments

Technologie
de base

Matériaux de base

Procédés/Méthodes

d) Multicouches

Diélectrique organique
Diélectrique non organique

Conducteurs et isolants

Couche épaisse:
Impression séquentielle et
cuisson (haute température)
Lamination, pressage

et cuisson

Couche mince:

Dardt-adchd 3

vHel sous vide

mpé

Composants rapportés:
{Tableaux A.4, A5, A.6)

Diodes
Transistors
Circuits intégrés

Optoélectronique
Résistances
Capacités
inductances

Encapsulé
Hermétique
Plastique
Boitier pavé
Sorties rub
Sorties fi

b — — — - —

Germani
si

Céramique
Tantale
Feuille
Silicium

Edtectique
olie

Préforme de s

Créme a braser

udure

Soudage fil A1}, Au
Thermo-compression
Ultrasonique
Thermopuisé
Fusion de soudure
Soudure par résistance
Thermosoniqug
Colle

Fil, soudé

Boitier
(Table

Wse et
résentation:

Saps fil de sortie
ouble en ligne

Simple en ligne

Boitier plat

Boitier pavé

Non encapsulé

Type de matériaux
d’encapsulation:
Métal
Céramique
Céramique-métal
Verre-métal
Organique
Silicone

Méthode de fefmeture/
encapsulatiof:
Scellement vefre/métal
Scellement organique
Soudure par résistance
Soudure par igser
Scellement pal soudure
Soudure par fgisceau

Hermétique d'électrons
Plastique moulé Moulage par cpuiée
Surmoulé Moulage par Ir

jection
Boitier plastique rempli
Enrobage au trempé
Enrobage par goutte
Enrobage par pulvérisation
Lit fluidisé
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Table A.1 {continued)

Inorganic dielectric

Basic
items technology Basic materials Basic processes/methods
d) Multilayer Organic dielectric Conductors and insulators | Thick film:

Sequential print and fire
Laminated, press and
curef/fire

Thin film:
Sequential vacuum

Added ¢gomponents
(Tables|A.4, A5, A.6)

Diodes
Transisfors
Integrafed circuits

Opto-electronic

Encapsulated
Hermetic
Plastic

Chip carrier
Tape leads
Wire leads

Non-encapsulated

Germanium
Silicon
Ga As

P

Wire-bond A1, Au
Thermo-compression
Ultrasonic

Resistdrs Passivated Thermo-pulse
Capacifors Non-passivated Solder reflow
Inductors Resistance weld
Thermosonic
Adhesive
Tantalum Wire, soldered
Q Foil
Silicon
Packading Basic encapsulation Method of closure/
(Table A7) materials: encapsulation:

Metal Glass/metal seal
al-in™i Ceramic Organic seal
Single-in-line Metal-ceramic Resistance weld

lat-pack Metal-glass Laser weld

Chip carrier Organic Solder seal
Non-encapsulated Silicone Electron beam weld
Hermetic Cast mould
Moulded plastic Injection mould
Conformal coating Plastic box fill

Dip coat

Drop coat

Spray coat

Fluidized bed
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Tableau A.2 — Substrats

Caractéristiques

Régles d'association

Constituant

Pour é&tre associable, la proportion du constituant principal
représentant au moins 90 % du volume du substrat, doit étre égale
a2 % prés

Méme épaisseur nominale du substrat

Association possible pour:
0,2L <longueur <2 L
0,21 <largeur <2|

Epaisseur
Taille
{L=longueur . cac)
(! = largeur
Paramétres mécaniques:
- fleche
- rugosité
- porosité

Mémes spécifications d’achat et de corftréle

aspect visuel

Tableau A.3/€6uch\
LN

N

Caractéristiques

4

Matériaux conducteurs (nature,
composition)

Procédés de bas

Multicouches jélectriqu

~ composition

MatériauX ré

/Q\) @égles "association

asdociation fimitée par le nombre maximal de|couches sur

le ¢QC

Méme série de matériaux

Toute association dans la gamme des valeurs extrémes couvertes
par les CQC

Toute association limitée a la puissance nominale maximale
couverte par les CQC

Méme procédé d'ajustage, par exemple laser, sablage, |étincelage

Pour une tolérance donnée, association permise daps la gamme
des valeurs de résistances minimales et maximales qouvertes par
les CQC

Coefficient de température

Coefficient de température diffé-
rentielle et tolérance différentielle
sur la valeur ohmique

Nombre d'éléments résistifs

Mode d’interconnexion

5 — Revétements de protection

Association autorisés a TIntgrietur des valeurs apsotues garanties
du CQC

Association autorisée dans la gamme des valeurs ohmiques
extrémes des CQC

Pas de limitation

ldentiques

Identiques
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Table A.2 - Substrates

Characteristics

Similarity rules

Material For combination, the proportion of main material representing at
least 90 % of the substrate volume shall be equal to within 2 %
Thickness Same nominal substrate thickness
Size Combinations allowable for:
(L= le_ngth of CQC) 0,2L < Iepgths 2L
(/ = width 02 W< width <2 W
Mechagical parameters: Same purchase and inspection specifications
- cafnber
- rotighness
- pofosity
- appearance

Table A.3 — Film me?eﬁaxlx

AN\

Characteristics

Cqnductive materials (type,
gomposition)

Bdsic process

Muitilayers (type, dielpctrig,
gomposition)

Résistive materials’
- fomposition

Ré

ey
N

ithin the maximum number of layers on the ¢QC

me inaterial series
y combination within the range of extreme values copered
by CQC

Any combination limited to the maximum power rating copered
by CQCs

Same trimming process, e.g. laser, airbrasion, spark erosion

For a given tolerance, combination allowed within the range of
minimum and maximum resistance values covered by the CQC}

Temperature coefficient

Differential temperature coefficient
and differential ohmic value
tolerance

Number of resistive elements

Interconnection mode

5 - Protective coatings

Combination allowed within guaranteed absolute values of the CQC

Combination allowed in the range of extreme ohmic values of
the CQCs

No limitation

Same

Same
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Tableau A.4 — Composants rapportés, en pastille, actifs, non encapsulés (note 1)

Caractéristiques

Régles d’association

Type de composants (notes 2 et 3)
1) Transistor et diode

2) Circuit intégré

Présentation des composants

Association possible dans chacune de ces deux familles génériques

mais non entre elles

Association p.

Vo Diffucion facg doscils
SR

Dy Diffusion face dessous

\Méthodes de report du composant

Collage, eutectique, soudage, autres

nterconnexion

h)  Matériaux (fil or, fil aluminium,
autres)

b) Méthodes (thermocompression,
thermosonique, autres)

c) Diameétre du fil

d) Sections de bandes

Dimensions

1) Surface de la pa

du transistor
) Surfac@pa

intégré

ou 2) mais non entre elles

Association possible dans
elles

ion possible dans la limite de 50 % de la plu
et 2Q0 % de la plus grande taille utilisée sur le CQC

Awfociation possible dans la limite de +50 % de la plu
et 200 % de la plus grande taille utilisée sur le CQC

Toute association possible

Association possible pour un méme matériau de protg
méme technologie et passivation de la pastille

résentations 1)

3is non entre

=3

Utilisés dans

bns utilisées

petite taille

8 petite taille

ction et une

NOTES

{,"“Pour les composants rapportés non agréés qui sont qualifiés selon la procédure du
spécification générique, les régles d'association pour les circuits hybrides exigent la mem

8.6.2.2 de la
e source de

fabrication pour chaque composant rapporté.

2  Sile CQC ne comporte pas de circuit intégré, le nombre de transistors ou de diodes doit étre de trois

minimum.

3 Sile CQC hybride comprend un ou plusieurs circuits monolithiques sous forme de pastilles, le rapport
entre le nombre total de fils connectés aux pastilies et le nombre total de fils connectés électriquement aux
fils de sorties du boitier du CQC doit étre égal ou supérieur 4 0,5.
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Table A.4 — Added non-encapsulated active chip components (note 1)

Characteristics Similarity rules

Component type (notes 2 and 3)

1) Transistor and diode Combination allowed within 1) or 2) but not between these two

— ic families
2) Integrated circuit generic fa

Presentation of components

1) Diffmﬂﬁ'fauc-up Gembin two
I esentations

2) Diffusion face-down pr

Methods of mounting

Adhesiye, eutectic, soldering, other Combination allowed within bu nting

Wiring
a) Maferials (gold wire, aluminium
wire, other)

b) Methods (thermocompression,
thermosonic, other)

c) Wire diameter

d) Tage cross-sectional area A +50 % of sectional area used in CQCs

Dimendions

1) Serpiconductor chip area 150 % of the smallest and 200 % ¢f the

Combjnation allowed within £50 % of the smallest and 200 % ¢f the
ongest chip on the CQC

2) Intggrated arcu

3) Nuifnber of outputs Any combination allowed
Protecfve co ngs Same coating material, chip technology and passivation combirfation
NOTES

1 WHen fon-qualified added components are given qualified status by the procedures in 3.6.2.2 pf the

gendric specification, structural similarity rules for hybrid circuits require the same manufacturing source

for each added component.

2 If the CQC has no integrated circuit, the number of transistors or diodes shall be a minimum of three.

3 I the hybrid CQC contains one or more monolithic circuit chips, the ratio of the total number of wires
bonded to the chip(s) to the total number of electrically connected CQC package leads shall be equal to or
greater than 0,5.
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Tableau A.5 — Composants rapportés, actifs, encapsulés, autres que pastilles (note 1)

Caractéristiques

Régles d'association

Type du composant (notes 2 et 3)
1) Transistor et diode

2) Circuit intégré

Présentation du composant
e » "
de sortie

D} Composants encapsulés sans fils
de sortie

IMéthodes de report du composant

ot interconnexions

Brasage, collage, soudage

Encapsulation du composant

des catégories 1) et 2) mais non entre
sorties du composant encapsulé e
celui du CQC

Association possible dans chacune de ces deux familles génériques
mais non entre elles

nombre des
ar rapport a

his non entre

osant est la
NC

NOTES

1 . Pour Jes
spécific 2
fabrication\pouf¢

8.6.2.2 de la
e source de

doit étre de

Bs, le rapport
Hoit étre égal
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Table A.5 — Added encapsulated active components other than chips (note 1)

Characteristics Similarity rules

Component type (notes 2 and 3)

2) Integrated circuit families

Presentation of component

1) Transistor and diode Combination allowed within but not between these two generic

1) Enchpsulated components with Foragiven 7 ; { not
ledds between the presentation categories 1) and(2), and alsé |Within
. 200 % of the number of leads on the enc t on
2) Enchppsulated components without the CQC
ledds
Mounting methods and interconnections
Solderirlg, adhesive, welding hting
methods
Component encapsulation
game
NOTES
1 Vhen- non-qudlified\added cg n qualified status by the procedures in 3.6.2.2 gf the
generic speciﬁc i purce
for efich added compo .
2 | { m of
thred.
er of
bll be

3
conn
equa
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Tableau A.6 — Composants passifs rapportés (note 1)

Caractéristiques

Régles d’association

Type du composant
1)
2)

Composants avec fils de sorties

Composants sans fils de sorties

Méthodes de report et interconnexions

Brasage, collage, interconnexion par fil,

Pas de combinaison possible entre 1) et 2) mais toute combinaison
possible dans chaque famille de composants couverte par le
CQC, par exemple condensateurs céramique classe 1, résistances
pavés, etc.

Combinaison possible dans chacune de ces méthodes mais non

soudage

Dimensions

entre elles

Niveaux d'assurance KetL Combinaison possible dans s latérales
doubles ou moitiés de cha cQcC
Niveau d’assurance M
NOTE 1 - Pour les composants rapportés non agréés/Qui son B.6.2.2 de la
spécification générique, les régles d'association pg b source de

i - Non eansul

D - Enrobé

3 —

Rempliss:

Sorties

P) et mémes

% \> Régles d'association
%ﬂation dans les limites du substrat (voir tableau A.

éi{odes et matériaux de fixation des sorties

>Pas d'association possible entre des systémes dffférents de

matériau et de couches de protection

Identiques
Identiques
Identiques ou taux d’humidité plus réduit

Identiques
Identiques
Identiques ou taux d'humidité plus réduit

1 - Matériau, procédé et protection

2 - Longueur scellée

3 - Matériau et méthode de connexion
au substrat

4 — Caractéristiques mécaniques

5 - Espacement

6 - Dimensions

Systéme de marquage
et méthode d'application

Fixation du substrat

Constituant identique pour les sorties et pour l'isolement
ldentiques ou supérieures
Identiques

Identiques ou supérieures
Identiques ou supérieures

Sections identiques ou supérieures

Tout systéme et méthode d'application possibles

Matériau et procédé identiques
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Table A.6 — Added passive components (note 1)

Characteristics

Similarity rules

Component type
1) Components with leads

2) Components without leads

Mounting methods and interconnections

Soldering, adhesive, wire-bonding,

No combination allowed between 1) and 2) but any combination
allowed within each component family covered by CQCs, e.g.

ceramic capacitors class |, resistors chips, etc.

Combination allowed within but not between these methods

welding

Dimensjons

Assessent levels Kand L

Assessment level M

Combination allowed within the limit
dimensions of each component usedy

Any combination allowed

eral

NOTE 1 - When non-qualified added components are given dualified stat
the generic specification, .structural similarity rules for hybrid/cijcuits\eequ

sourge for each added component.

.2 of
uring

Characteristics (\ /

N
Encapsyplation process

1~ Ng n-encapsui@

2 - Embedded

3 - C4gvity (inorganic sta

Lead

coqting systems

ame
Same
Same or lesser humidity content (dew-point)

Same
Same
Same or lesser humidity content (dew-point)

A.2)

bination allowed between different material and protdctive

1 - Material, process and coating
2 — Seal lead length

3 -~ Material and method of connection
to substrate

4 — Mechanical material characteristics
5 — Spacing
6 — Dimensions

Marking system
and method of application

Substrate attachment

Same material for leads and insulating material
Same or greater
Same

Same or greater
Same or greater
Same or greater cross-sectional area

Any possible system and method of application

Same material and process
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Tableau A.8 — Masse et dimensions du boitier

. X X
Y 2
¥ Z
. CQC ou circuit . . » < imites
Parameétre principal Dispositifs assoc<e/s\ otes\]| et 2)
Longueur X w < x] £bX
Largeur Y aYy < ylsbY
Surface eS < s[<fS
Epaisseur 9Z < zshZ
Nombre de sorties uN < n s VN
Masse iM < m<kM
Masse par sortie w M/N = m/n (note 3)

2 Pour des boitie

3 . Cecriféte n cab 3 Bs essais mécaniques sont exécutés sur le circuit|fixé par ses
sorties. 'alique [as av i flindriques d'un diamétre inférieur & 15,41 mm ni jJaux boitiers
s R i i

rectangulaire

ites d’association relative a la masse et aux dimensigns

b e f g h i k u w
K 02 15 0.1 1.5 0.8 1.2 0.2 1,8 0,5 p 1,2
L 0,2 2 0,1 2 0,5 1,5 n.a. n.a. 0,3 2 n.a.
M 0,2 2 n.a n.a 0,5 1,5 n.a n.a n.a n.a n.a

NOTES
i «n.a.» = non applicable.

2  Les lettres indiquées en téte de chaque colonne sont celles de la colonne 4 du tableau A.8.
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Table A.8 - Mass and dimensions of package
. X X
Y 4
’ 7 AN
N~
CQC or master . . its
Parameter circuit Associated devices /\ (notes nd
Length X X x aX\QS b
Width Y Y aY s y sbY
Surface S=XY ed < s <fS
Thicknless z gZ € z <hZ
Number of terminations N uN £ n svN
Mass M M < m< kM
Mass per termination M/N w M/N 2 m/n (nofe 3)
NOTES
1 Where there are two li
2 For cylindrical pacKag
3 [This criteriop/is a < by its
term|nals. It is fot applicable toeylindfical packages with diameter less than 15,41 mm nor to rectaggular
packages with dimgéngs ¢
Table A Limits sociation in relation with mass and dimensions
Assessment \)
levels \ b e f g h i k u v w
(Notes || and’2)
[ 672 +5 -4 +5 6:8 2 -2 +8 o5 2 1.2
L 0,2 2 0,1 2 0,5 1,5 n.a. n.a. 0,3 2 n.a.
M 0,2 2 n.a. n.a 0,5 1,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
NOTES
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Tableau A.10 — Critéres d’association pour les essais climatiques
et de robustesse mécanique

Ce tableau est une base permettant d’établir un ou plusieurs programmes d’essais pour
I'obtention ou I'extension du savoir-faire. Ce tableau s’aligne avec le tableau 1 de la pré-
sente spécification et les tableaux 2 et 3 de la spécification particuliére cadre.

il spécifie par groupe d’essais, les aspects technologiques et les critéres permettant de
décider de la possibilité d’'association entre un circuit donné, non encapsulé ou enrobé
et/ou des CQC.

remplies;leq principes
doit_éfre étendu

i une ou plusieurs conditions dans un groupe d’essais ne sont p
rassociation ne peuvent étre appliqués et le savoir-faire dy,tabric
our couvrir les exigences particuliéres a ce groupe d'essais:

T QD

NOTE - Les exigences sont soit obligatoires (x) soit non applicakfes (>

N°

Cavité Cavité
Non

encapsulé . .
organique) minéral)

Sous-groupe 04

1

=\ \/
Tabigau d’essais applicables: - étanchéité®~ cavité seul mev@
)

d'essais et/ou conditions idenfjques ou

ins_sévéres
XQ Méame_méthode de fabrication et méme type/mgtériau de
bojtier (tableau A.7)
sociativité dans le cadre du tableau A.8
X

)

AN

Mémes matériaux aux faces périphériques et finales de
scellement, et méme méthode d'exécution dgs scelle-
ments (tableau A.7)

X Méme matériau de base du substrat (tableau AR)

Méme matériau des sorties, méme fabrication|et maté-
riau(x), et méme épaisseur des revétements/protections
(tableau A.7)

o

NOTES \

1

subsyrate package

2

ApplicabléNseulembnt quand le substrat est une partie intégrante de Penveloppe de scellement |(“integral

Applicable uniquement si les sorties font partie du scellement.

Enrobé |(scellement | (scellement Critdre Notes

Tableau d'essais applicable: — vibrations par balayage de fréquence ou

Groupe 1 - chocs, suivi par

Sous-groupe C2 — accélération continue

1 X X X X Programme(s) d'essais et/ou conditions identiques ou
moins séveres

2 - X X X Mame méthode de fabrication et méme type/matériau de
boitier (tableau A.7)

3 X X X X Associativité dans le cadre du tableau A.8

4 - X X X Mémes matériau(x), méthodes et procédés utilisés pour
I'encapsulation du circuit (tableau A.7)
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Table A.10 — Combination criteria for environmental,
including mechanical, testing

This table serves as the basis for establishing test programmes for the assessment or the
extension of a claimed capability. This table aligns with table 1 of this specification and
tables 2 and 3 of the blank detail specification.

It specifies per test group the technological aspects and criteria to be met for deciding on
structural similarity between a given non-encapsulated or embedded circuit and/or CQCs.

When pne or more of the criteria of a test group are not met, structural ilari inefples
cannot be applied and the manufacturer’s capability has to be ex{ende the
particular requirements for that test group.

NOTE - Requirements are either mandatory (x) or not applicable (-).

No.

A\
i it \ \>
Unendap- Cavity Cavity

sulated seal) seal) O

Applicable test table: - sealing (cavity circuits onl
Sub-group Q4

1

Same materials at peripheral and final seal faces, and
e method of making seals (table A.7)

Same basic substrate material (table A.2)

Same external lead material, plating/coating proce$s
and material(s), and thickness of plating/coatifg
(table A.7)

s -

IR
115

Y

1

NOTES \\>
Applicablwbstrate is an integral part of the sealing envelope (integral substrate package).

2 Only applicable’where leads form part of the seal.

Applicable test table: -~ vibration, swept frequency or

Group 1 - shock, followed by

Sub-group C2 - acceleration, steady state

1 X X X X Same or less severe test schedules and/or conditions

2 - X ] X X Same package style/material and construction method
(table A.7)

3 X X X X Similarity within table A.8

4 - X X X Same material(s), methods and process conditions used
for encapsulation of the circuit (table A.7)

Embedded | (organic (inorganic iteria Notes
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Tableau A.10 (suite)
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Non Cavité Cavité
N° .1 Enrobé [(scellement | (scellement Critere Notes
encapsulé R ..
organique) | minéral)
5 X X X X Mémes spécifications de matériaux et mémes méthodes
de fixation des composants rapportés sur le substrat, et
du substrat au boitier (tableaux A.3, A4, A5, A.6)
(<] - - X X Mémes matériaux aux faces périphériques et finales de
scellement et méme méthode de fabrication des scel-
lements (tableau A.7)
7 X X X Mémos—dimensions des sections des connexions de
sortie a la sortie du boitier ou s€ellem U A7)
8 X - - - Mémes dimensions des kKions de
sortie au point de montagé
9 - X X X le scel-
ipérieure 1)
10 - X X X Kions de
11 - X - -~ odes de
de sgrtie a lintérieur du boitier
12 X X X X rtie, pro-
substrat
A.2)
13 X X - - P)
14 X X - Q ominale du substrat identique a 10 % prés
15 - X /\{\ gamme de matériaux ou gamme plus étroite,
m@mes méthodes utilisées pour les connexiofs sur le
Q sSubstrat ou entre substrats (tableau A.3)
16 - - X Méme déflection ou plus légére, de I'embase glu boitier
ou de son couvercle sous l'accélération maximale spé-
cifiée (modéle mathématique acceptable) (tablegu A.7)
17 X R X P, est le méme ou inférieur, ol: 2)
poids du substrat équipé ou du composant
" section minimale spécifiée du joint de fiation
18 < X X Mémes régles de conception concernant les cg nnexions
‘ internes (fil ou ruban), longueurs entre points de fixation
et distances
19 X X X Masse et dimensions dans les limites du tableapi A.9 1)
20 X X Méme méthode de fixation du boitier pour I'essai
21 X X v 3 Méme—spéeification—de—duretéde—lacbnnexion 1)
(tableau A.7)
22 - - X X Méme remplissage s'il n'est pas gazeux (tableau A.6)
23 X X X X Méme gamme ou gamme plus réduite de composants
passifs rapportés, types génériques (tableau A.6)
24 X X X X Méme gamme ou gamme plus réduite de composants
semiconducteurs rapportés types génériques (tableau A.5)
25 X X X X Méme gamme ou gamme plus réduite de matériaux de
base de la couche (tableau A.3)
NOTES

1 Applicable seulement aux circuits destinés & étre montés par leurs connexions de sorties.

2 Applicable au substrat monté, incluant tout composant rapporté fixé & 'embase du boitier a cavité, et aussi
au composant individuel rapporté sur le substrat.
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Table A.10 (continued)

weight of substrate assembly or component

P, =
' minimum specified cross section of attachment joint(s
18 X < X Same design rules relating to intra-connection (wire ¢r
tape), unsupported lengths and clearances

<
S
| RS

Unencap- Cavity Cavity
No. P* | Embedded (organic (inorganic Criteria Notes
sulated
seal) seal)
5 X X X X Same material specifications and process methods for
attachment and connection of added components to sub-
strate and substrate to package (tables A.3, A4, A5, A.6)
6 - X X Same materials at peripheral and final seal faces and
same method of making seals (table A.7)
7 - * X X Same-lead-cross-sostic -
age or seal (table A.7)
8 X - - - Same lead cross-sectional dimensig
ing
9 - X X 1)
10 - X X
11 - X -
12 X X X
13 X X -
14 X X -
i6 - X x ape or less severe deflection of package base and
1id under maximum specified acceleration (mathematical
model acceptable) (table A.7)
17 X \ X P, is the same or less, where: 2)
X
X
A
X
X
X
X

X Mass and dimensions within the limits of table A.9 1)
20 X X Same package mounting method used for tests
21 X o Same-lead-hardness-specifications{table A7)} 1)
20 - - X Same filling, if non gaseous (table A.6)
23 X X X Same or lesser range of added passive component
generic type (table A.6)
24 X X X Same or lesser range of added semiconductor com-
ponent generic type (table A.5)
25 X X X Same or lesser range of basic film materials (table A.3)
NOTES

1 Applicable only to circuits intended to be mounted by the leads.

2 Applicable to assembled substrate including any added components attached to cavity package base and also
to individual added components attached to substrate.
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Non

NO
encapsulé

Enrobé

Cavité
{scellement
organique)

Cavité
(scellement
minéral}

Critére

Notes

Tableau d'essais applicables: - résistance & la chaleur de brasage

Groupe 2
Sous-groupe C3

— résistance aux solvants

- variation de température
- essaj continu de chaleur humide

1 X X X X Programme(s) d’essais et/ou conditions identiques ou
moins séveéres
2 - X X X Méme méthode de fabrication type/maltériau de
boitier (tableau A.7)
- X X X Associativité suivant tabl
- X X X utilisés
5 X X X X s métho-
rappor-
au A.7)
6 - - X X nales de
de fabrication dles scel-
7 - X X X sections des connekions de
bu A7)

8 X X X X nominal, ou supérieur, ges con-
nexionsde sortne dans chaque rangée (tableau(A.7)

9 X X X me, mé ode d'ancrage direct des connekions de
pplicable (tableau A.7)

10 - X /\(\ s matériaux de base et mémes méthodes de

cohnexion entre les fils de sortie & l'intérieur du boitier,
( la circuiterie interne (tableau A.7)

1" X X X Méme matériau de base des connexions de sortie,
mémes matériaux, procédés et épaisseur de revéte-
ment/protection (tableau A.7)

12 X \/ X Méme matériau de base du substrat (tableau AJ2)

13 - - - Epaisseur nominale du substrat identique a 1D % prés
de celle du CQC (tableau A.2)

14 - X Mame ou plus grande distance d'isolement a|la sortie
des connexions du scellement (tableau A.7)

15 N\ X X X Méme ou plus petit gradient moyen de tensiop dans la
partic isolante du scellement de la sortie ges con-
nexions calculé & partir des conditions électriqdes nomi-
nales (tableau A.7)

16 X Méme ou plus grande épaissenr de matiérefs) plasti-
que(s) sur les interfaces critiques (tableau A.7)

17 X X X X Mémes matériaux et méme méthode d'application du
marquage (tableau A.7)

18 - X X X Méme ou plus grande longueur de la connexion de
sortie dans le scellement pris & sa partie la plus étroite
(tableau A.7)

19 X X X X Méme gamme ou gamme plus réduite de matériaux de
base des couches (tableau A.3)

1)

NOTE 1 - Une dérogation collective & ces prescriptions peut étre accordée aprés démonstration que {a structure
du circuit est telle que I'élévation de température est identique ou inférieure & celle du CQC aux mémes endroits
pendant I'essai a la chaleur de soudage.
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Table A.10 (continued)

U Cavity Cavity
No. nencap- | £mpedded (organic (inorganic Criteria Notes
sulated
seal) seal)
Applicable test table: - resistance to soldering heat
Group 2 - resistance to solvents
Sub-group C3 - change of temperature
- damp heat, steady state
1 X X X X Same or less severe test schedule and/or conditions
2 - X X X Same package style/material and co d
(table A.7)
- X X X Similarity within table A.8
- X X d
5 X X X r
)-
6 - - X d
7 - X X n
8 X X X bf
9 X X X -
10 - X - \(\ n
Y
11 X XC X X e external lead material, plating/coating process arjd
material{s) and thickness of plating/coating (table A.7)
12 X X /\b Same basic substrate material (table A.2)
13 - - Nominal substrate thickness within £10 % of nominal 1)
\ CQC (table A.2)
14 - < X Same or greater insulation surface distance at exit pf
X lead(s) from seal (tabie A.7)
15 - X Same or lower mean voltage gradient across the
insulation surface at exit of lead(s) from seal, as idenfi-
fied from rated electrical conditions (table A.7)
16 - X - - Same or greater thickness of embedding plastic(s) over
critical interfaces (table A.7)
17 X X X X Same marking material system and method of appli-
cation (table A.7)
18 - X X X Same or greater lead fength along minimum seal path
(table A.7)
19 X X X X Same or lesser range of basic film materials (table A.3)

NOTE 1 - These requirements can be collectively waived by demonstrating that the circuit structure is such that,
compared to the CQC, the same or lower temperature rise at comparable material interfaces occurs during the

solder heat test.



https://iecnorm.com/api/?name=f6339337812ff8c55c1d5b4c3f6dc95b

_62 -

Tableau A.10 (suite)

748-22 © CEl

N Cavité Cavité
N° on . Enrobé |(scellement | (scellement Critere Notes
encapsulé . .
organique) minéral)
20 X X X X Méme procédé de base pour les couches (tableau A.3)
21 - X - - Mémes régles de conception concernant les connexions
internes (fil ou ruban), les longueurs entre points de
fixation et distances (tableaux A.4, A.6)
22 X X X X Gamme identique ou plus réduite de composants passifs
rapportés, types génériques (tableau A.6)
23 X X X X Gamme de composants seffiiconducteurs rlapportés,
types génériques, identique plu{géd ite-(tableau A.4)
Tablgau d'essais applicables: - soudabilité
Groupe 3 ~ traction
Soustgroupe D2 - flexion
- poussée
AN
1 - X X du boitier
2 - X 1)
3 - X hbrication
A7)
4 - X X de sortie
7)
5 - X X de sortie
6 - X /\(\ des con- 1)
nexions de sortie dans chaque rangée (tableau A.7)
7 X Q X Méme matériau de base des connexions de sortie,
mémes matériaux, procédés de revétement/protection
(tableau A.7)
8 - X X X Méme méthode d’ancrage direct de sorties, si applicable
(tableau A.7)
9 - X X Méme ou plus grande longueur de la conrjexion de 2)
sortie dans le scellement pris & sa partie la plus étroite
(tableau A.7)
10 - X X Méme matériau (de base) utilisé pour le scellgment des
X connexions de sortie (tableau A.7)
11 = X X Méme ou plus grande surface de la segtion des 3)
connexions de sortie individuelle (tableau A.7)
12 X X X Méme ou plus pnﬁto hauteur de ménisque p_grmise sur
les connexions de sortie & ia sortie au niveau du plan de
scellement
13 X X X X Méme méthode et équipement d'évaluation de la
soudabilité utilisée
NOTES

1 Applicable au pliage (rangée) uniquement.

2 Applicable seulement aux boltiers a cavité avec corps métallique.
3 Applicable & la traction et au pliage (fil/ruban) seulement.
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Table A.10 (continued)

Une Cavity Cavity
No. NC8P- | Embedded (organic {(inorganic Criteria Notes
sulated
seal) seal)
20 X X X X Same basic film process (tableau A.3)
21 - X - - Same design rules relating intra-connections (wire or
tape), free lengths and clearances (tables A.4, A 6)
22 X X X X Same or lesser range of added passive component
generic types (table A.6)
23 X X X X Same or lesser range of added semicondugtor._com-
ponent generic types (table A.4) ~
Applicable tdst table: - solderability
Group 3 - tensile
Sub-group D —- bending
— thrust
1 - X X X Same package s d
(table A7)
2 - X X Similarity w 1)
3 - X process conditions usgd
4 - X X -
5 - X X
6 - X Qm pf | 1)
7 X X X Sawme basic external lead material, plating/coating pro-
<> 56 and material(s) (table A.7)
8 - X Same method of external lead anchorage direct to sub-
strate, if applicable (table A.7)
9 - X Same or greater lead length along minimum seal path 2)
\ (table A.7)
10 - < \ X Same insulation (basic) material used for lead seals
(table A.7)
11 - X X X Same or greater minimum external cross-sectional arga 3)
of individual leads (table A.7)
12 - X X X Sameortessmeniscusheight permitted-entesds-ate it
from seal surface plane
13 X X X X Same solderability assessment method and equipment
used
NOTES

1 Applicable to bending {row) only.

2 Applicable only to cavity packages with metal bodies.

3 Applicable to tensile and bending (wire/strip) only.
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Tableau A.10 (suite)
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N°

Non
encapsulé

Enrobé

Cavité
(scellement
organique)

Cavité
(scellement
minéral)

Critere

Notes

Tableau d’essais applicables: - stockage a froid
- stockage en chaleur séche

Groupe 4
Sous-groupe C4

10

11

12

moins sévéres

Programme(s) d'essais et/ou conditions identiques ou

x

X
X

O

NE
K
o

AN

Méme méthode de fabrication
boftier (tableau A.7)

néthode de fabrication

)Mém gamme ou gamme plus réduite de co
ifs rapportés, types génériques (tableau A

ame gamme ou gamme plus réduite de
sants semiconducteurs rapportés, types g
(tableaux A.4 et A.5)

Exigences comparables dans la stabilité des ¢
des éléments de circuit rapportés (chaleur séc|
ment) (tableaux A.2 4 A.6)

Méme gamme ou gamme plus réduite des mat
base de la couche (tableau A.3)

Méme procédé de base pour les couches (tabig

t mém type/m:Jtériau de

fl|sés pour

‘mémes
nposants

substrat au boitier

périphériques et fjnales de

Hes scel-

remplis-
eau A.7)

A2)

nposants
)
compo-

bnériques

buches et
he seule-

Briaux de

au A.3)

SN
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Tableau A.10 (continued)

U Cavity Cavity
No. nNencap- | e pedded ({organic (inorganic Criteria Notes
sulated
seal) seal)
Applicable test table: - cold storage
Group 4 - dry heat storage
Sub-group C4
1 X X X X Same or less severe test schedules and/or conditions
2 - X X X Same package style/material and cogstructi d
(table A.7)
3 X X X X Similarity within table A.8
4 - X -
5 X X X
6 - - X
7 - - X N
8 | a(
’ Qm
10 X X me or lesser range of added semiconductor com-
C ponent generic types (tables A.4 and A.5)
1" X X Comparable requirements in the stability of film and
added circuit elements (dry heat only) (tables A2
to A.6)
12 X X \ X X Same or lesser range of basic film materials (table A.3
13 X <\ \ X X Same basic film process (table A.3)
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Tableau A.10 (suite)
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N° Non

encapsulé

Enrobé

Cavité
(scellement
organique)

Cavité
(scellement
minéral)

Critére

Notes

Tableau d'essais applicables: — endurance 1 000 h

Groupe & — endurance 2 000 h
Sous-groupe D1
1 X X X X Programme(s) d’essais et/ou conditions identiques ou
moins séveres
2 - X X X Méme méthode de fabrication ériau de
bofitier (tableau A.6)
3 - X X
4 - X - flisés pour
5 X X X X éthodes
Bpportés
baux A.4
6 - - X face$ périphériques et fipales de
éthode de fabrication des scel-
7 - - X atiohs de gaz intérieur ou autre| remplis-
mpris impuretés et teneur en eau (tabl¢au A.7)
8 X esymatériaux de base du substrat (tableau A.2)
9 /w\ meygamme ou gamme plus réduite de composants
ifs rapportés, types génériques (tableau A.§)
10 X X ( X éme gamme ou gamme plus réduite de| compo-
: sants semiconducteurs rapportés, types génériques
(tableaux A.4 et A.5)

11 X X X Température maximale égale ou inférieure a des inter-
faces comparables et sous les conditions électriques
spécifiées de fonctionnement

12 X X X Exigences comparables ou inférieures pour lg stabilité
des couches et des éléments de circuit |rapporté
(tableaux A.3 a A.5)

13 \ X X Méme gamme ou gamme plus réduite des materiaux de
base pour les couches (tableau A.3)

14 X Méme procédé de base pour les couches (tablepu A.3)

15 X, X Mémes régles de conception géométrique, élegtrique et
thermique des couches (tableau A.3)

16 X X X X Méme procédé d'ajustage des couches (tableau A.3)
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Tableau A.10 (continued)

U Cavity Cavity
No. Nencap=| e mhedded (organic (inorganic Criteria Notes
sulated
seal) seal)

Applicable test table: - endurance 1000 h

Group 5 — endurance 2 000 h

Sub-group D1

1 X X X X Same or less severe test schedule(s) and/or conditions

2 - X X X Same package style/material and cofistructi d

(table A.6)

3 - X X X Similarity within table A.8

4 - X X

5 X X X

6 - - X

7 - - X

8 X X X

IR IEERNE

10 X X me or lesser range of added semiconductor com-
<> popent generic types (tables A.4 and A.5)

11 X X Same or lower maximum temperature at comparabje
material interfaces under rated electrical conditions pf
use

12 X X X X Comparable or lesser requirements in the stability of the

< X\ film and added circuit elements (tables A.3 to A.5)

13 X \ X Same or lesser range of basic film materials (table A.3

14 X X X X Same basic film process (table A.3)

15 X X X X Sama gnnmnfrihnl, electrical and thermal dnqign ruleés
applied to film layout (table A.3)

16 X X X X Same trimming process applied to film elements
(table A.3)
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Annexe B

Contenu minimal du manuel de savoir-faire du fabricant
pour les circuits a couches épaisses

B.1 Domaine d’application

748-22 © CEl

Cette annexe fixe les exigences du manuel de savoir-faire pour les circuits intégrés
couches épaisses. Hl ne s’appliqu

hybndes a couches épalsses et Ies cnrcunts

e terme hybride est défini en 2.4.13 de la spécification
application de cette annexe comprend l'utilisation de toug
5sociés a la technologie de base des couches épaisses.

OO -

NOTE - En complément des exigences de cette annexe, lg fablicant peyt/introduire
complémentaires, par exemple sur le contréle des procédés N
nécessaires pour la totalité du contréle de son savoir-faire

conception et le dessin du circuit, le fabrid
ses données de conception qualifiées et ses

e pas aux

domaine
rapportés

nformations
'il considere

\ppropriée
ir-faire, le
le niveau
t prise en
$ qui n‘ont

la participation du client a la conception tech-

blon cette
ant prend
régles de

donnees dans la QPL:

a) type de substrat, par exemple alumine, oxyde de béryllium;

drique pour

b) types d’encres, nombre de couches et méthodes de formation du dessin, par

exemple sérigraphie, encre de marquage;

c) gamme des éléments des couches, par exemple conducteurs, résistances, conden-

sateurs, efc.;

d) méthodes d’ajustage des éléments des couches, par exemple laser, étincelage,

usure par bair;
e) méthodes de fixation des connexions au substrat, par exemple brasage;
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Appendix B

Minimum contents of a manufacturer’s capability manual
for thick film circuits

cope

This appendix establishes the requirements for the capability manual for thick film and
thick film integrated circuits. It does not apply to thin film or semiconductor

hybrid

integrated circuits

The tefm hybrid is defined in 2.4.13 of the generic specification a

thick film technology.

NOT
e.g.

capapility.

E - In addition to the requirements stated herein the manufacturer
bn process control and inspection schedules, which he conside

- For eage of reference the capabthty manual shal

given ki
declare
the pro
make 1
direct s

B.2 C

The m
logical
where

manufj

B.3 G

The st
generid

pnufactur
design an C

speeification for film and hybrid film integrated circuits shall include the follo

which

thalt be used in the QPL:

this
asic

ation,
bf his

ings
shall
here
shall
the

hno-
dard
f the

the
wing

a) type of substrate, e.g. alumina, beryllium oxide; -

b) types of inks, numbers of layers and methods of pattern formation, e.g. screen
printing, ink writing;

c) range of film elements, e.g. conductors, resistors, capacitors, etc.;

d) methods of trimming of film elements, e.g. laser, spark erosion, air abrasion;

e) methods of lead attachment to the substrate, e.g. soldering;
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f) méthode d'encapsulation de base, par exemple boitier hermétique, botltier
plastique;

g) types des composants rapportés, par exemple condensateurs pour montage
en surface, dispositifs a semiconducteurs discrets, pastilles de semiconducteurs et
méthodes correspondantes de montage;

h) méthodes d'interconnexion entre les circuits, selon leur type, par exemple soudure
par fil, soudage;

i) (non applicable aux substrats-porteurs) Méthodes de fixation du substrat au boftier,
par exemple soudage par eutectique, adhésif organique, etc.;

j) limites du savoir-faire -~ gamme des valeurs/tolérances, appariement si approprié,
conducieurs, TesIstances, CONJENsateurs, eiT:

NOTE - Toutes les limites du savoir-faire peuvent ne pas étre atteintes simugnément.

HB.4 Matériaux et composants rapportés

Cet article du manuel de savoir-faire doit:

a) ldentmer et fourmr la preuve de I'existe ’ isfjonnement

isgs en pro-

duction et identifier 1a docu matériaux
spécifiés;
3.6.2 de la
spécification génégrigue)
8.4.1 Spécifica
e manue idle sous les
ibriques appropuée i-dessous. La colonne «Contenu des spédffications»
numeére lesndQ ¢ ~ étre comprises dans les spécifications d’agprovision-

6es ne sont pas exigées dans le manuel du savoir-faire.
compris dans chaque paragraphe est donnée a titre ge guide et
¢ articles sont applicables lorsque des procédés de technologie

@ S B sl B ¢ Nl B
a N

B.4.1.1 \Matérigux utilisés dans le circuit et le boitier

Contenu des spécifications

B.4.1.1.1 Substrat Types de matériaux, composition et caractéristi-
ques, caractéristiques thermiques et mécaniques

B.4.1.1.2 Encres de marquage, pates Types, composition et caractéristiques
et vernis

B.4.1.1.3 Matériaux d’assemblage Types de matériaux, par exemple barrettes de
connexion, colles, soudures, fils et connexions,
vernis
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f) basic encapsulation method, e.g. hermetic, plastic;

g) types of added components, e.g. chip capacitors, discrete semiconductor devices,
semiconductor dice and related methods of attachment;

h) methods of interconnecting within the circuits according to type, e.g. bonding,

soldering;

i) (not for integral substrate packages) Methods of attaching substrate to package,

e.g. eutectic bond, organic bond, etc.;

j) boundaries of capability -~ range of values/tolerance, matching where appropriate,

condUCTIOTS, TESISI0TS, Capacitors, etc:

NOTE - It may not be possible to achieve all the limits of the capability in combinati

B.4 Materials and added components

This sejction of the capability manual shall:

a) identify and provide evidence of the existencg

matg¢rials which are critical for the qua

materials;

c) indicate the inspection method
spegification).

B.4.1 |Material purchgs{

The manual shag:?
headings as liste
included in the p

manual. The listQ
exhaustive. 1€

B.4.1.1 sircuit and package

Specification contents

of pursha

@nate ials for production
iste

nt>quality of the spec

ecifications forn

the

and
fied

eric

riate
| be
Dility
not

B.4.1.1.1 Substrates

B.4.1.1.2 Printing inks, pastes and
glazes

B.4.1.1.3 Assembly materials

Types of materials, composition and character-
istics, thermal and mechanical characteristics

Types, composition and characteristics

Types of materials, e.g. lead frameé, adhesives,
solders, leads and terminations, varnishes
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Contenu des spécifications (suite)

B.4.1.1.4 Composants rapportés Types, numéros des spécifications ou autre donnée
de référence des composants rapportés qualifiés.
Information sur les types préférentiels des compo-
sants. En complément, le manuel de savoir-faire
donne les particularités d’'un systéme d’approvision-
nement approprié, et les exigences de contrble et
d’essais pour les composants rapportés

B.4.1.1.5 Matériaux pour boitiers Types de matériaux, par exemple boitiers,
el encapsulation capots, couvercles, produjts finition], électro-

dépositions {plaquage), lages, xésings thermo-
durcissables, vernis, g ification et
marquage
le Kovar-
psulations
ou réfé-
itiers non

pes et caractéristiques de matériayx utilisés
dans la conception et les dessins d’un gircuit, par
exemple stabilité dimensionnelle, longéyité

Types et caractéristiques des mailles

Types de matériaux, composés chimiqups utilisés
dans la préparation du circuit, ajustage, rgglage

Types et caractéristiques de matériayx utilisés
pour le montage, par exemple agents de
nettoyage

B.4.2 Vérification des matériaux

Le manuel doit décrire toutes les méthodes pour vérifier I'aptitude des matériaux décrits
ci-dessus pour la production et toute autre documentation nécessaire pour garantir la
qualité des matériaux qui sont critiques pour la qualité des circuits.
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B.4.1.1.4 Added components

B.4.1.1.5 Package and encapsulation

73 -

Specification contents (continued)

Types, specification numbers or other reference
data of the added components approved for
use. Information on preferred types of compo-
nents. In addition, the capability manual shall
provide details of an appropriate purchasing
system, and inspection and testing require-
ments for added components

Types of materials, e.g. cases, caps, lids,

materidls

B.4.1.d Materials used if

B.4.1.2.1 Arwork

B.4.1.2.2 Printing

B.4.1.2.

B.4.1.2.

finishes, platings, mouldings; rmosetting
resins, varnishes, coatings N ion”jand
marking

Material combinatio HSS-

ceramic

1stic

e to
ES

es _and characteristics of materials usef in
suit design and artwork, e.g. dimensipnal
ability, durability

Types, mesh characteristics

Types of materials, chemicals used in circuit
preparation, adjustment, trimming

Types and characteristics of materials used as
aids to assembly, e.g. cleaning agents

B.4.2 Material verification

The manual shall describe any method for the verification of the suitability of the above
materials for production and any other documentation necessary to ensure the consistent
quality of those materials which are critical to the quality of the circuits.
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B.5 Reégles de conception et d’implantation du circuit

On doit faire référence aux régles détaillées utilisées pour la conception et I'implantation
des circuits. Le manuel doit contenir les données suivantes, si approprié

Caractéristiques Limite(s) de conception & donner

a) Pistes des conducteurs
Largeur de piste Min.

Epaisseur de piste Min. Max.

Heles Min

Espace entre piste, plage de soudure,
plots pour les connexions externes
ou toute combinaison

Espace entre toute métallisation et le bord
du substrat

Dimensions des plages pour les connexion

Dimensions des plages pour les essais

Résistivité des pistes conductrices Max.

Densité de courant pour

conducteur Max.

Max.

Max.

Min.

Min.

Adhérence des pistes aprés les procédés de

$albyimnoad:
raviteat

Min.

mhiaiibiacamant
AVARIA AAVIIEIZ-ZACE R RAV R R

Géométrie des plages de montage, dimensions,
tolérances de positionnement pour chaque type
de composants rapportés, espacement par rapport
aux autres pistes

Dimensions des plages pour les thermocompressions
ou autres interconnexions Min.

Espace entre pistes sous les condensateurs pavés Min.

Régles relatives au passage sous les conducteurs
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B.5 Design data and layout rules

Reference shall be made to the detailed rules in the design and layout of circuits. The
manual shall contain the following data as appropriate.

Characteristics Design limit(s) to be stated

a) Conductor tracks
Track width Min.

Track thickness Min. Max.

haaan rallal tracico Min
W et pPaiantTTTratics

o

aaina-bhao
upavuly L 4]

Spacing between track, bonding pad, terminal
bad or nay combination thereof

Spacing between any metallization and edge
bf substrate

Terminal pad dimensions

Probe pad dimensions

Conductor track resistivity Max.

Current density for each cond Max.

Track dissipation Max.

Any requirements fo

Max.
Min.

of substrate Min.

TracK adhesion after processing/ageing Min.

Mounting pad geometry, dimensions, positional
tolerances for each type of added component,
spacing from other tracks

Wire-bonding or other interconnecting pad
dimensions Min.

Spacing between tracks under chip capacitors Min.

Rules relating to underpassing conductors
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Caractéristiques Limite(s) de conception a donner

b) Isolement diélectrique et croisement, capacité

Recouvrement du diélectrique sur une piste

conductrice Min.
Epaisseur du diélectrique Min.
Capacité du croisement (par unité de surface) Max.

Distance du diélectrique par rapport au bord
du substrat Min.

Résistance d’isolement du diélectrique (par unité

de surface)
Gamme des valeurs de capacité Max.
Tensions de claquage
c) Résistances
Gamme des valeurs des résistances i Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Min. Max.
Min. Max.
Pour touteses résistances
Recouvrement-desrésistances surles pistes
conductrices Min.
Largeur de base de la piste d'un conducteur
(résistance simple) Min.
Distance de la plage d’essai a I'extrémité de
la résistance Max.
Espace entre résistance et piste conductrice Min.
Espace entre matériaux résistifs Min.

Verre ou recouvrement de la protection Min.
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Characteristics Design limit(s) to be stated

b) Dielectric and cross-over insulation, capacitance

Overlap of dielectric over conductor track Min.

Thickness of dielectric Min.

Capacitance of cross-over (per unit area) Max.

Spacing of dielectric to edge of substrate Min.

In ation resistance of dielectric (per unit area Min.

Range of capacitance values Min. 3
oltage breakdown Mi

¢) Resistors

fRange of resistor values i Max.
emperature coefficient of resistance Max.
gmbient temperature Max.
Max.
$tability % per 1 000 h at maxi Max.
oise data — wh
glaimed Max.
Max.
Min. Max.
Min. Max.
Overtapo or-ohconRducto a .
Undisturbed conductor track width (for
single resistor) Min.
Distance of probe pad from end of resistor Max.
Spacing from resistor to conductor track Min.
Spacing between resistor material Min.

Glaze or protection overlap . Min.
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Caractéristiques Limite(s) de conception a donner

c) Résistances (suite)
Pour chaque type d’ajustage

Régles pour I'ajustage y compris les conditions

limites

Tolérances absolues en fonction de la taille et

de la valeur ohmique aprés ajustage si approprié Min.
Tolérances d’'appariement aprés ajustage Min.

Tolérance sur le rapport des resisiances apres
ajustage

Si approprié, des données supplémentaires doivent étre d SUIs

I'effet de la résistivité des matériaux de
connexions, particuliérement pour des résistances
de petites dimensions;

la stabilité a haute tension;

Si la réalisation du tracé du aphie, de
nombreuses exigences énumgé S doivent étre appliquées et daivent étre

x utilisés
ue.

@) -Composants rapportés

Totérances de positionmementdesbornes
composant, fil ou autre connexion a la surface
des plots de montage Min.

Distance entre composants rapportés adjacents Min.

Distance entre le bord des composants rapportés
et la surface des couches adjacentes Min.

Distance entre le bord du composant et le bord
du substrat Min.

Espace entre le circuit assemblé, y compris les
composants rapportés et I'intérieur du boitier Min.
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Characteristics

c)

Resistors {continued)

For each type of trimming

Whelre appropriate, additional data shall be given on:

of ti

Whdre appropriate,
shal|l be state

Rules for trimming including limiting conditions

Tolerance relating to size and ohmic value

Design limit(s) to be stated

after trimming as appropriate Min.
Matching tolerance after trimming Min.
racking tolerance after rrimming .

he effect of resistivity of terminal materials
articularly for short profile resistors;

]:igh voltage stability;

oise and design requirements for
ow-noise resistors.

Added compaonents

hany

ents

ositionattoterances Tetatimygcomponent-tat;
wire or other termination to the area of mounting
pad v Min.

Distance between adjacent added components Min.

Distance between edges of added components
and adjacent film areas Min.

Distance between edge of component and
edge of substrate Min.

Clearance between assembled circuit, including
added components and inside of package Min.
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Caractéristiques Limite(s) de conception a donner

h) (Non applicable aux substrats-porteurs)

Les méthodes de base utilisées pour la fixation des substrats aux boitiers doivent étre
établies (par exemple soudage par eutectique, adhésif organique, etc.).

Les valeurs maximales pour les dimensions et la masse du substrat monté, porté par
ses fixations doivent faire référence aux conditions limites des chocs thermiques, des
chocs mécaniques, vibration, accélération, résistance thermique et (uniquement pour
les boitiers sans cavité) humidité.

i) Caractéristiques thermiques

-

D

ctivités-stivanty

Résistance thermique ou puissance dissipée
de la combinaison substrat/boitier ax.

Température et gradient de température a

Reégles ou données relatives a la densité et a
I'espacement des éléments dissipant de la
puissance tels que résistances et redresseurs

<
a

Régles ou données relatives a la densit
I'espacement des éléments de circuit dis

ne sont pas d
substrat/bei

étapes de
tions des
mentation

S:

a) Vérification de la conception

Méthode permettant de vérifier si la conception et le tracé du circuit sont conformes
aux données de conception, aux régles de dessin et aux exigences du circuit. Il
doit étre fait également référence aux essais de validation préalable des régles de
conception

b) Masques

Procédures pour Pidentification, le contréle et le remplacement des masques

c) Mélange des encres

Procédures pour obtenir, mélanger et contréler les encres
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Characteristics Design limit(s) to be stated

h) (Not for integral substrate packages)

The basic methods used for attachment of substrates to packages shall be stated (e.g.
eutectic bond, organic bond, etc.).

Maximum values for the dimensions and mass of the substrate assembly carried by the
attachment shall be related to limiting conditions for thermal shock, mechanical shock,
vibration, acceleration, thermal resistance and (for non cavity packages only) humidity.

i) Thermal characteristics

hermal resistance or power dissipation
f substrate/package combinations Max.

emperature and temperature gradients Ma

ules or data relating density and spacing
f power dissipating elements such as resis-
ors and rectifiers

ules or data relating density and spacing of
ower dissipating circuit elements such as
emiconductor devices with respect to the

B.6 H
The m anu-
factur{ ction
and q
The flps wing
activiti

a) |Design verification

Method checking that the circuit design and layout are in conformity with the design
data, layout rules and circuit requirements. The requirements for pre-production design
verification trials shall also be referenced :

b) Masks

Procedures for the identification, control and replacement of masks

¢) Ink blending

Procedures for the issue, blending and checking of inks
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d) Impression et cuisson a haute température

Obtention, préparation et contréle des substrats avant impression
Méthode pour assurer I'inscription exacte des masques et des substrats
Impression de chaque modéle d’encre

Exigences pour le séchage et le contréle de pré-cuisson

Exigences pour le contréle des programmes de cuisson

Exigences pour le verre et autre protection

Contréle aprés cuisson

e) Ajustage

Procédures d’ajustage et méthode pour assurer la con
de conception, par exemple les limitations dimensionnellg
ajustage fonctionnel, ajustage par isolement

f) Fixation des connexions

Obtention, préparation et contrble des nappe
autres piéces détachées si approprié

Exigences pour la fixation des connexions
Exigences pour le contréle du

g) Assemblage

Exigences pour la protection < emple le vernis

Obtention, co ~ arati 8 age et assemblage des ¢
rapportés av ablage sur le substrat cuit

es régles

ign ajustée,

nexions et

bmposants

pondante

écifiées si

ol les résistances pavés
S8 G P

ototet

Contrdle visuel externe et électrique conformément a la spécification particuliére

Exigences pour la fixation et I'interconnexion

4) Pour les dispositifs discrets a semiconducteurs

Contréle visuel externe si approprié

Contrdle électrique conformément a la spécification particuliére corres
Exigences pour le formage des connexions

Exigences pour la fixation et I'interconnexion

pondante
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d) Printing and firing

Issue, preparation and inspection of substrates prior to printing
Method of ensuring accurate registration of masks and substrates
Printing of each ink pattern

Requirements for drying and pre-firing inspection

Requirements for control of firing schedules

Requirements for glass or other protection

Post firing inspection

e) Resistor trimming

Trimming procedures and method of ensuring conformance with
dimgnsional limitations in trimmed region, trimming to function, trim

t) lead attachment

Issup, preparation and inspection of lead frames, termina piece pafts a

appiopriate
Reqpiirements for the attachment of leads to subs
Reqliirements for pre-assembly inspeg

g) Assembly

Reqgliirements for initial substrate protectieq,

Issuke, inspection, prepdration i ‘ -assembly of added component prior

to, during or after agsem

For film
Extern@

and-resistors

4)

External visual and electrical inspection in accordance with relevant detail
specification

Requirements for attachment and interconnection

For discrete semiconductor devices

External visual inspection as appropriate

Electrical inspection in accordance with relevant detail specification

Requirements for lead forming
Requirements for attachment and interconnection
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5) Pour les pastilles de semiconducteurs non encapsulés

Contréle du pré-assemblage conformément aux exigences spécifiées
Exigences pour le support ou le montage du sous-ensemble si approprié
Contréle électrique conformément a la spécification particuliére correspondante
Fixation au substrat

Matériau des fils et procédé de fixation

6) Pour tous les types de composants rapportés

Exigences de contréle aprés assemblage du substrat assemblé avant
'encapsulation
Si approprié, exigences d'ajustage du circuit aprés assemblage

gcupération,
de contréle, de réutilisation des composants rapportes ditions de
récupération, de contréle, de réutilisation de sub pose des
composants suspects ou défectueux et le nombre i de répa-
ration dans chaque cas

h) Encapsulation finale

Obtention, préparation et contréle des rmes, des

embases, des capots, des coyxercles

o

Procédé de scellement
Contréle aprés encapsulation
Marquage et identification deg co

iy Essaifinal

et doivent
jons de contréle. Ces spécifications doivent étre conformes aux
et doivent indiquer le nombre maximal de cycles de yéparation

- oldg orles agrément et
doit indiquer pour chaque circuit I'aspect ou les aspects du savoir-faire déclaré qui doit
étre agréé.

Chaque CQC doit avoir une spécification particuliere qui comprend un dessin
d'implantation coté. Les spécifications pour les CQC en boitier doivent étre d'un modéle
correspondant & la spécification particuliere cadre concernée.

NOTE - Une spécification unique peut comprendre un groupe de CQC.

La gamme de CQC utilisée doit, au moins, garantir les caractéristiques suivantes du
savoir-faire, si approprié.
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5)

For unencapsulated semiconductor dice

Pre-assembly inspection in accordance with specified requirements
Requirements for carrier or sub-assembly mounting as appropriate

Electrical inspection in accordance with relevant detail specification
Attachment to substrate

Wire material and attachment process

For all types of added components

Requirements for post-assembly inspection of the assembled substrate prior to
encapsulation

h) [Final sealing

Reduirements for pre-encapsulation inspection

Issye,
lids| epoxies, prior to use

Sedling process
PoT-encapsmation inspection

Ma

i} |Final test

Requirements for il

Al inépec

Additi

Fin

)

ling
and

B.7 (

king and lead identification

When apprcpr:ate, _requ,.mmantc for pncf-necnmhly circuit trimming

substrates may be reclaimed, inspected and re-use
suspect or faulty added components and the maximu
in each case

preparation and inspection of encapsulation i orms, bases, ¢aps,

pleted circuits

show where rework may take place and identify the coptrol-
ecifications shall conform to the applicable requirements
number of rework cycles in each case

........ ts—the—manual-shatl-detail-the-CQCsto be used for asses ent

TO Sauafy thU Icqu;lclucuus, o raa

and shall indicate for each circuit the aspect or aspects of the declared capability which
are being assessed.

Every CQC shall have a detail specification which includes a dimensioned layout drawing.
Specifications for packaged CQCs shall be in the style and content of the relevant blank
detail specification.

NOTE

- A group of CQCs may be included in a single specification.

The range of CQCs used shall, as a minimum, assess the following characteristics of the
capability, as appropriate.
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a)

- 86~

Limites des régles de conception et du procédé

Caractéristiques des conducteurs (couche)
i)
ii)
conception de chaque type de matériau de base
iii)
tion pour chaque type de matériau de base

Résistivité des conducteurs pour les matériaux conducteurs de base

748-22 © CEI

Résistance d’isolement entre les pistes pour I'espacement minimal de la

Tension de claquage entre les pistes pour I'espacement minimal de la concep-

iv) Densité de courant maximale pour chaque type de couche

v)  Capacité des croisements

vi) Tension de claquage des croisements

vii) Nombre maximal de couches conductrices pour chaque matériau de
base

conducteur
ix) Résistance d’isolement entre couchg

X)
xi)

xii) Résistance d’isoleme
conducteur inférieur

poukchague série d’encre

vii) Toutes les caractéristiques de résistance précédentes relatives a ch

imal de la

ouche de

hexion du

ttée et le

que série
iveau des

pour les

pport des

stive

hque série

dencre résistive sérigraphiéesur-descouchesdiélectriquesimprimées
Caractéristiques des condensateurs (couche)

i)

i)
iii)

iv)

Valeurs minimale, maximale et intermédiaire de la capacité
Tolérance sur la capacité

Facteur de dissipation

Coefficient de température de la capacité

v)  Valeurs du rapport de capacité en fonction de la température
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B.71

a)

b)

Limits and rules for circuit design and processing

Conductor characteristics (fitm)
i) Conductor resistivity for all basic conductor materials

ii) Insulation resistance between tracks at minimum design spacing for each

basic material type

iii) Breakdown voltage between tracks at minimum design spacing for each basic

material type
iv) Maximum current carrying capacity for each basic material type

v) Capacitance of crossovers

yi}  Breakdown voltage of crossovers
Vi) Maximum number of conductor layers for each basic material ty

=

iii) Insulation resistance between conductors at minim
khasic material type for each conductor layer

ik) Insulation resistance between adjacent cond

A) Insulation resistance between underpag
termination at minimum design spacing

Xi)  Minimum size of the vias

¢onductor

i) Minimum,
series terminate

i) Trim§>d

c) Capacitor characteristics (film)

i) Minimum, maximum and intermediate capacitance values
ii)  Capacitance tolerance

iii)  Dissipation factor

iv) Temperature coefficient of capacitance

v)  Capacitance tracking with temperature

ach

nent

xii) Insulation resistance betwee 3 8Si 5ing

ink

sive

ink

ink
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d) Composants rapportés
i) Toutes méthodes de fixation

if) Masse maximale par unité de surface de contact pour tous les composants
rapportés

iii) Toutes méthodes d’interconnexion
iv)  Contrainte de dilatation différentielle maximale

B.7.2 Mise en boitier

a) Circuit encapsulé plein et circuit non encapsulé

Boitiers ayant un nombre maximal de sorties pour chaque type : de base

b) Boitiers a cavité

Boitiers ayant un nombre maximal de sorties et/ou N r de scel-

Les performances des circuits cg : onception
n[/aximales pour la puissance dissipé 3 ivent étre
évaluées séparément en fonction de chaque type deboitiers utilisés.

dynamiques, avec des limites plug larges si
de reprise a I'exception de I'apparigment des

Tlous les param
nécessaire, doiv

asistance@

—
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d) Added components

i) All attachment methods
i) Maximum mass to contact area ratio for each added component type

iii)  All interconnection methods

iv) Maximum differential expansion strain

B.7.2

Packaging

a) Solid encapsulated and unencapsulated circuits

Pac

type

b)

Pac

kages having the maximum number of lead-out positions for ea

Cavity packages

lengdth with the same sealing method for each basic pagkage

B.7.3

Circuit

B.7.4

All maj
in the |

post end points

9,

kage

seal
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Annexe C

748-22 © CEI

Contenu minimal du manuel de savoir-faire du fabricant

pour les circuits & couches minces

C.1 Domaine d’application

Cette annexe fixe les exigences du manuel de savoir-faire pour les circuits intégrés

Py

hybrides & couches minces et les circuits a couches minces. I ne s’applique pas aux
domaine
s [rapportés
nformations
complémentaires, par exemple sur le contréle des procédés il ‘considére
nécessaires pour la totalité du controle de son savoir-faire
Hour plus de commodité, le manuel de appropriée
spus chaque rubrique donnée 1 du manuel de savojir-faire, le
f brlcant doit declarer la totaht i le niveau
4t prise en
n'ont pas
¢.2 Participatip
Ue fabrica@o‘ iqn techno-
lpgique et gu blon cette
gpécificatia i¢ant prend
1 régles de
q
C.
BEn‘complément aux particularités exigées au tableau 1 de la spécification générique pour
DU données

suivantes de la technologie de base doivent étre spécifiées. Ces informations doivent étre

données dans la QPL:

a) type de substrat, par exemple verre, verre-céramique, céramique frittée;

b) méthode du dépét des couches, par exemple évaporation sous vide, pulvérisation;

c) méthode de la formation du motif, par exemple photolithographie, étincelage,

gravure ionique;

d) gamme des éléments des couches, par exemple conducteurs, résistances, conden-

sateurs, etc.;
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